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(57)【要約】
　物品が、第１の導電性回路パスと、第２の導電性回路
パスとを含む。第１の所定の孔位置において、第１の回
路パスの部分が第２の回路パスの部分に近接して配置さ
れる。第１の所定の孔位置において、第１の電気絶縁障
壁層が、第１の回路パスと第２の回路パスとの間に挿置
され、孔を導電性充填材で充填することによって、第１
の孔位置において第１の回路パスが第２の回路パスに導
電接続される。導電性充填材は、第１の所定の孔位置に
おいて第１の回路パスが第２の回路パスに導電接続され
、該第１の回路パスと該第２の回路パスとの間に相互接
続用導電性充填材パスを形成するように構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電気絶縁障壁層を提供するように構成された可撓性基材を含み、
　前記第１の電気絶縁障壁層は、第１の導電性回路パスと、第２の導電性回路パスと、該
第１の電気絶縁障壁層の厚さ全体を貫通する少なくとも１つの孔とを有し、
　第１の所定の孔位置において、前記第２の回路パスの部分は、前記第１の回路パスの部
分に近接しており、
　前記可撓性基材は、前記第１の孔位置において前記第１の回路パスと前記第２の回路パ
スとの間に挿置され、
　前記少なくとも１つの孔が導電性充填材で充填されて、前記第１の回路パスと前記第２
の回路パスとの間に相互接続用導電性充填材パスを形成し、前記第１の所定の孔位置にお
いて該第１の回路パスが該第２の回路パスに導電接続されて連続的な電気回路を形成する
ことを特徴とする物品。
【請求項２】
　前記物品は、パーソナルケア吸収性物品、健康／医療用吸収性物品、家庭／産業用吸収
性物品、及びスポーツ／建設工事用物品から選択されることを特徴とする、請求項１に記
載の物品。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの孔は、約０．１ｍｍ以下の直径を有することを特徴とする、請求
項１に記載の物品。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの孔は、穿孔、打ち抜き、超音波、局所的伸長、高圧ガス、高圧液
体、電磁的粒子励起、高周波数、又はそれらの組み合わせによって形成されることを特徴
とする、請求項１に記載の物品。
【請求項５】
　前記導電体充填材は、金、銀、銅、パラジウム、白金、アルミニウム、ニッケル、コバ
ルト、炭素、炭素ドープ材料、導電性ポリマー、及びそれらの組み合わせから選択された
導電性材料を含む物質であることを特徴とする、請求項１に記載の物品。
【請求項６】
　前記導電体充填材は、印刷、圧延、押し出し、射出、噴霧、又はそれらの組み合わせに
よって、前記少なくとも１つの孔に適用されることを特徴とする、請求項１に記載の物品
。
【請求項７】
　前記第１の孔位置において、前記第１の回路パスと前記第２の回路パスとの間に複数の
可撓性基材が挿置されることを特徴とする、請求項１に記載の物品。
【請求項８】
　前記第１の電導性回路パスと前記第２の導電性回路パスは、導電箔、導電性ラミネート
、導電性トレース、導電性インク、接着剤、又はそれらの組み合わせの形態であることを
特徴とする、請求項１に記載の物品。
【請求項９】
　前記可撓性基材は、約０．００１５ｇｆ・ｃｍ2／ｃｍから約０．０３ｇｆ・ｃｍ2／ｃ
ｍまでの可撓性値を有することを特徴とする、請求項１に記載の物品。
【請求項１０】
　前記第１の孔位置における前記導電体材料の組み合わされた厚さは、約９μｍから約５
０μｍまでの間であることを特徴とする、請求項１に記載の物品。
【請求項１１】
　前記第１の孔位置における前記導電体材料の前記組み合わされた厚さは、前記挿置され
た基材の厚さの約５％から約６０％までであることを特徴とする、請求項１に記載の物品
。
【請求項１２】
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　各々の導電性回路パスは、約０Ω／ｍから約１ＭΩ／ｍまでの間の抵抗率値を有するこ
とを特徴とする、請求項１に記載の物品。
【請求項１３】
　各々の導電性回路パスは、約０Ω／スクエア毎ミルから約３３Ω／スクエア毎ミルまで
の間の抵抗率値を有することを特徴とする、請求項１に記載の物品。
【請求項１４】
　各々の導電性回路パスは、約０Ωから約１ＫΩまでの間の抵抗値を有することを特徴と
する、請求項１に記載の物品。
【請求項１５】
　各々の導電性回路パスは、約０．０１ｃｍから約１ｃｍまでの間の機械横方向を有する
ことを特徴とする、請求項１に記載の物品。
【請求項１６】
　前記第１の回路パスはセンサに接続されることを特徴とする、請求項１に記載の物品。
【請求項１７】
　前記第２の回路パスは、センサ・データを受け取り、選択された信号データを提供する
電子プロセッサ機構に接続されることを特徴とする、請求項１に記載の物品。
【請求項１８】
　上面シート、裏面シート、及び前記上面シートと前記裏面シートとの間にこれらに対面
する関係で配置された吸収体コアを含み、
　前記上面シート、前記裏面シート、前記吸収体コアの少なくとも１つが可撓性基材であ
り、
　前記可撓性基材は、第１の電気絶縁障壁層を提供するように構成され、
　前記第１の電気絶縁障壁層は、第１の電導性回路パス、第２の導電性回路パス、及び前
記第１の電気絶縁障壁層の厚さ全体を貫通する少なくとも１つの孔を有し、
　第１の所定の孔位置において、前記第２の回路パスの部分は、前記第１の回路パスの部
分に近接しており、
　前記第１の孔位置において、前記可撓性基材は、前記第１の回路パスと前記第２の回路
パスとの間に挿置され、
　前記少なくとも１つの孔は導電性充填材で充填され、前記第１の所定の孔位置において
前記第１の回路パスが前記第２の回路パスに導電接続されて、該第１の回路パスと該第２
の回路パスとの間に相互接続用導電性充填材パスを形成することを特徴とする使い捨て物
品。
【請求項１９】
　前記吸収体コアは、約３０重量％から約９０重量％までの間の超吸収性材料を含むこと
を特徴とする、請求項１８に記載の使い捨て物品。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの孔は、約０．１ｍｍ以下の直径を有することを特徴とする、請求
項１８に記載の使い捨て物品。
【請求項２１】
　前記導電体充填材は、金、銀、銅、パラジウム、白金、アルミニウム、ニッケル、コバ
ルト、炭素、炭素ドープ材料、導電性ポリマー、及びそれらの組み合わせから選択された
導電性材料を含む物質であることを特徴とする、請求項１８に記載の使い捨て物品。
【請求項２２】
　前記可撓性基材は、約０．００１５ｇｆ・ｃｍ2／ｃｍから約０．０３ｇｆ・ｃｍ2／ｃ
ｍまでの可撓性値を有することを特徴とする、請求項１８に記載の使い捨て物品。
【請求項２３】
　各々の導電性回路パスは、約０Ω／ｍから約１ＭΩ／ｍまでの間の抵抗率値を有するこ
とを特徴とする、請求項１８に記載の使い捨て物品。
【請求項２４】
　各々の導電性回路パスは、約０Ω／スクエア毎ミルから約３３Ω／スクエア毎ミルまで
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の間の抵抗率値を有することを特徴とする、請求項１８に記載の使い捨て物品。
【請求項２５】
　各々の導電性回路パスは、約０Ωから約１ＫΩまでの間の抵抗値を有することを特徴と
する、請求項１８に記載の使い捨て物品。
【請求項２６】
　前記第１の回路パスはセンサに接続されることを特徴とする、請求項１８に記載の使い
捨て物品。
【請求項２７】
　前記第２の回路パスは、センサ・データを受け取り、選択された信号データを提供する
電子プロセッサ機構に接続されることを特徴とする、請求項１８に記載の使い捨て物品。
【請求項２８】
　第１の導電性回路パスを準備し、
　第２の導電性回路パスを別個に準備し、
　第１の所定の孔位置において、前記第１の回路パスの部分を前記第２の回路パスの部分
に近接して配置し、
　前記第１の孔位置において、前記第１の回路パスと前記第２の回路パスとの間に挿置さ
れた第１の電気絶縁障壁層を準備し、
　前記第１の孔位置において、前記第１の電気絶縁障壁層の厚さ全体を貫通する孔を準備
し、
　前記孔を導電性充填材で充填し、前記第１の孔位置において前記第１の回路パスを前記
第２の回路パスに導電接続して、該第１の孔位置において該第１の回路パスと該第２の回
路パスとの間に導電性充填材パスを提供する、
ステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項２９】
　前記第１の導電性回路パスは、電流に対して実質的に非導電性である第１の基材に適用
され、
　前記第１の基材は、前記第１の電気絶縁障壁層を提供するように構成された、
ことを特徴とする、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第１の導電性回路パスは、液体状態の第１の導電性材料から第１の導電性材料を印
刷することによって適用されたことを特徴とする、請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記第１の基材は、約１５０℃までの軟化点温度と、約０．０３ｇｆ・ｃｍ2／ｃｍま
での可撓性値とを有する第１のフィルム又は不織布材料によって提供されたことを特徴と
する、請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記別個に準備された電導性回路パスは、電流に対して実質的に非導電性である第２の
基材に適用されたことを特徴とする、請求項２８に記載の方法。
【請求項３３】
　前記第２の導電性回路パスは、液体状態の第２の導電性材料から第２の導電性材料を印
刷することによって適用されたことを特徴とする、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記第１の基材は、約０．０３ｇｆ・ｃｍ2／ｃｍまでの可撓性値を有する第１のフィ
ルム又は不織布材料によって提供されたことを特徴とする、請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
　前記第１の導電性回路パスは、センサ・データを提供するセンサ機構に作動的に接続さ
れ、
　前記第２の導電性回路パスは、前記センサ・データを受け取り、信号データを提供する
電子プロセッサ機構に作動的に接続された、
ことを特徴とする請求項２８に記載の方法。
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【請求項３６】
　前記導電性充填材パスは、約０Ωから約１ＫΩまでの抵抗値を有することを特徴とする
、請求項２８に記載の方法。
【請求項３７】
　前記孔は約０．１ｍｍ以下の直径を有することを特徴とする、請求項２８に記載の方法
。
【請求項３８】
　前記第１の導電性回路パスは、約０Ω／ｍから約１ＭΩ／ｍまでの範囲の抵抗率値を有
することを特徴とする、請求項２８に記載の方法。
【請求項３９】
　前記第１の導電性回路パスは、約０Ω／スクエア毎ミルから約３３Ω／スクエア毎ミル
までの範囲の抵抗率値を有することを特徴とする、請求項２８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記孔位置は、実質的に液体不透過性となるように構成されたことを特徴とする、請求
項２８に記載の方法。
【請求項４１】
　前記第１の導電性回路パスは、電流に対して実質的に非導電性である第１の基材に適用
され、
　前記第１の基材は、前記第１の電気絶縁障壁層を提供するように構成され、
　前記第１の導電性回路パスは、液体状態の第１の導電性材料から第１の導電性材料を印
刷することによって前記第１の基材に適用され、
　前記第１の基材は、約０．０３ｇｆ・ｃｍ2／ｃｍまでの可撓性値を有する第１の基材
材料によって提供され、
　前記導電体充填材は、前記第１の孔位置において前記第１の回路パスを前記第２の回路
パスに導電接続するように提供され、
　前記第１の導電性回路パスは、約１００Ω／ｍ以下の抵抗率を有し、
　前記第１の充填材パスは、前記第１の回路パスと前記第２の回路パスとの間に約１ＫΩ
以下の抵抗値を有し、
　前記孔位置は実質的に液体不透過性である、
ことを特徴とする、請求項２８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気回路は、紙、織布、不織布、及びポリマーフィルムのような可撓性基材に印刷され
、又は他の方法で塗布されている。電気回路は、通常のインク印刷技術を用いて塗布され
た導電性インクを含み、バッジ、ラベル、及びタグのような様々な製品が印刷された回路
を含む。特定の配置において、印刷された回路は、ドレープ、ガウン、衣類、パーソナル
ケア吸収性製品等のような衛生用品に用いられている。他の配置においては、電気／電子
回路は、幼児用使い捨ておむつ内に設置された濡れセンサのような、選択されたパーソナ
ルケア製品内に設置されたセンサを設けるために用いられている。
【０００３】
　しかしながら、従来のインクで印刷された回路構成は、単層のポリマーフィルム、その
他の電気絶縁材料からなる可撓性基材の片側に、導電性インクの印刷を含むものであった
。絶縁基材の片側に配置されたインク印刷回路は、該印刷回路を、絶縁基材の反対側に配
置された協働するセンサ又は他の外部の電気的監視装置に接続しようとするときに問題が
生じることがある。絶縁基材の厚さを通して形成された導電性経路を相互接続することに
より、基材の所望の特性が大きく損なわれることがあった。例えば、基材が実質的に液体
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不透過性であることが望まれる場合、絶縁基材の厚さを通して導電性通路を形成すること
は、所望のレベルの液体不透過性を大きく低下させた。結果として、液体不透過性の基材
及び協働する監視装置が衣類上に用いられるとき、衣類の着用者に過度の刺激をもたらす
可能性のある衣類上の位置に相互接続用導電性経路を配置することが必要であった。さら
に、着用者の活動中に基材材料が動くことによって生じる機械的応力疲労のために、故障
に十分に耐え得る強力で信頼できる電気的及び機械的相互接続を形成することは困難であ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第５，８８３，０２８号明細書
【特許文献２】米国特許第５，１１６，６６２号明細書
【特許文献３】米国特許第５，１１４，７８１号明細書
【特許文献４】米国特許第６，５５２，２４５号明細書
【特許文献５】米国特許第６，６４１，１３４号明細書
【特許文献６】米国特許第３，８４９，２４１号明細書
【特許文献７】米国特許第５，３５０，６２４号明細書
【特許文献８】米国特許第４，１００，３２４号明細書
【特許文献９】米国特許第４，５８７，１５４号明細書
【特許文献１０】米国特許第４，６０４，３１３号明細書
【特許文献１１】米国特許第４，６５５，７５７号明細書
【特許文献１２】米国特許第４，７２４，１１４号明細書
【特許文献１３】米国特許第４，１００，３２４号明細書
【特許文献１４】英国特許第ＧＢ２，１５１，２７２号明細書
【特許文献１５】米国特許第６，３６２，３８９号明細書
【特許文献１６】米国特許出願第１０／８８３１７４号明細書
【特許文献１７】米国特許第５，４８６，１６６号明細書
【特許文献１８】米国特許第５，４９０，８４６号明細書
【特許文献１９】米国特許第５，８２０，９７３号明細書
【特許文献２０】米国特許第５，１１２，９００号明細書
【特許文献２１】米国特許第５，４０７，７１５号明細書
【特許文献２２】米国特許第５，９００，４５２号明細書
【特許文献２３】米国特許第６，２８８，１５９号明細書
【特許文献２４】米国特許第６，３０６，５１４号明細書
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｖ．Ａ．Ｗｅｎｄｔ、Ｅ．Ｌ．Ｂｏｏｎｅ及びＣ．Ｄ．Ｆｌｕｈａｒｔ
ｙ著、「Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ　ｏｆ　Ｓｕｐｅｒ－Ｆｉｎｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｆｉ
ｂｅｒｓ」、ＮＲＬ　Ｒｅｐｏｒｔ　４３６４
【非特許文献２】Ｋ．Ｄ．Ｌａｗｒｅｎｃｅ、Ｒ．Ｔ．Ｌｕｋａｓ及びＪ．Ａ．Ｙｏｕｎ
ｇ著、「Ａｎ　Ｉｍｐｒｏｖｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　ｏｆ　Ｓｕｐｅｒ－Ｆｉｎｅ　Ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ　Ｆｉｂｅｒｓ」、ＮＲＬ
　Ｒｅｐｏｒｔ　５２６５
【非特許文献３】Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ｏｆ　Ｆｉｂｅｒ　＆　Ｔｅｘｔｉｌｅ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｈｏｅｃｈｓｔ　Ｃｅｌａｎｅｓｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（ノー
スキャロライナ州）出版、１９９０年
【非特許文献４】Ｂｒｏｗｎ，Ｒ著、Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｔｅｓ
ｔｉｎｇ、Ｍａｒｃｅｌ　Ｄｅｋｋｅｒ　Ｉｎｃ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、Ｂａｓｅｌ、１９
９９年
【発明の概要】
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【０００６】
　上述した必要性に応えて、本発明の物品は、第１の導電性回路パスを準備し、少なくと
も第２の導電性回路パスを別個に準備することを含む。第１の所定の孔位置において、第
１の回路パスの部分が第２の回路パスの部分に近接して配置される。第１の孔位置におい
て、第１の電気絶縁障壁層が、第１の回路パスと第２の回路パスとの間に挿置され、孔を
導電性充填材で充填することによって、第１の孔位置において第１の回路パスが第２の回
路パスに導電接続され、連続的な電気回路を形成する。第１の孔位置において第１の回路
パスと第２の回路パスとの間に導電性パスを提供するように、接続が構成される。第１の
所定の孔位置において第１の回路パスが第２の回路パスに導電接続され、第１の回路パス
と第２の回路パスとの間に相互接続用導電性充填材パスを形成するように、導電性充填材
が構成される。幾つかの態様において、第１の導電性回路パスは、センサ・データを提供
するセンサ機構に作動的に接続される。更に別の態様において、第２の導電性回路パスは
、センサ・データを受け取り、選択された信号データを提供する電子プロセッサ機構に作
動的に接続される。
【０００７】
　種々の態様及び特徴を組み込むことによって、本発明は、電気絶縁層となるように構成
された基材の両側に配置された導電性回路パス間に、所望の相互接続用導電性経路を提供
することができる。相互接続用導電性経路は、基材の厚さ寸法を貫通して延びることが好
ましく、相互接続用導電性経路の形成は、基材の所望の特性を有効に保持するように構成
することができる。例えば、相互接続用導電性経路の形成は、基材の所望の液体不透過性
障壁特性を有効に保持するように構成することができる。その結果、相互接続用導電性経
路は、広範囲の位置に配置することができ、より大きい汎用性を与える助けになることが
できる。例えば、導電性経路が、絶縁基材の片側に配置された回路パスを、基材の反対側
に配置された協働センサ又は他の外部の電気監視装置に相互接続するとき、導電性経路は
、着用者に改善された快適性を与える位置に監視装置を協働的に配置することを可能にす
る位置にあることができる。
【０００８】
　本発明の多数の他の特徴及び利点が、以下の説明から明らかになる。説明においては、
本発明の例示的な実施形態を参照する。こうした実施形態は、本発明の全範囲を表すもの
ではない。従って、本発明の全範囲を解釈するために、本明細書の特許請求の範囲を参照
すべきである。簡略及び簡潔にするため、本明細書に述べられる如何なる範囲の値も、範
囲内にある全ての値を考慮するものであり、指定された当該範囲内の実数値である終点を
有するいずれかの部分範囲を列挙する、特許請求の範囲の請求項のためのサポートとして
解釈すべきである。仮定的な例証として、１から５までの範囲における本明細書の開示は
、次の範囲、すなわち１～５、１～４、１～３、１～２、２～５、２～４、２～３、３～
５、３～４及び４～５の全てに対して請求項をサポートするものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に従って製造することができる吸収体物品の一実施形態の斜視図である。
【図２】物品が、締結されていず折り畳まれていず平たく広げられた状態にあって着用時
に着用者に面する物品の表面を示し、かつ、下にある構造部を示すように部分を切り欠い
ている、図１に示される吸収性物品の平面図である。
【図３Ａ】本発明の吸収性絆創膏の側断面図である。
【図３Ｂ】本発明の吸収性絆創膏の上から見た斜視図である。
【図４】本発明のベッド又は家具用ライナの上から見た斜視図である。
【図５】本発明の吸収性汗止めバンドの斜視図である。
【図６】本発明の手袋の斜視図である。
【図７】第１の回路パスが、基材の第１の主対向面上に配置され、かつ、第１の回路パス
及び第２の回路パスを導電接続する導電性充填材パスにより、該基材の反対側の第２の主
対向面上に配置された第２の回路パスに接続されている、代表的な障壁層基材の上面図で
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ある。
【図７Ａ】図７のセクション１Ａ－１Ａに沿って取った基材及び関連した回路パスの代表
的な断面図である。
【図８】第１の回路パスが第１の基材上に配置され、第２の回路パスが第２の基材上に配
置され、第３の回路パスが第３の基材上に配置され、第１の回路パスは、第２の基材の厚
さを通って第１の導電性充填材パスに沿って第２の回路パスに接続され、第２の回路パス
は、第３の基材の厚さを通って第２の導電性充填材パスに沿って第３の回路パスに接続さ
れている、代表的な配置の上面図である。
【図９】導電性充填材パスの抵抗を求めるための代表的な概略的配置である。
【図１０】絶縁基材の内側表面上に配置され、かつ、導電性充填材で充填された該基材内
の孔を通って、該基材の反対側の外側上に配置された回路パス及び協働するプロセッサに
相互接続する、センサ又は他の外部電気的監視装置を有する代表的な物品の部分的に切り
欠いた斜視図である。
【図１１】基材を通って第２の回路パスに通じる導電性充填材で充填された孔の上に配置
された第１の回路パスと、該基材の反対側の外側表面に配置された協働するプロセッサと
の別の代表的配置の部分斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の上記の及び他の特徴、態様及び利点は、以下の説明、添付の特許請求の範囲及
び添付図面に関連してより良く理解されることになるであろう。
【００１１】
定義
　本開示に用いられる「含む」、「含んでいる」という用語、及び「含む」を語根とする
その他の派生語は、記載されるいずれかの特徴、要素、完全体、段階、又は構成材の存在
を指定する、幅広い解釈ができる用語であることが意図されており、１つ又はそれ以上の
その他の特徴、要素、完全体、段階、構成材、又はそれらのグループの存在又は追加を除
外することを意図するものではないことに留意すべきである。
【００１２】
　「導電性充填材」という用語は、基材の片側に配置された少なくとも第１の回路パスと
、第１の回路パスに近接するが基材の反対側に配置された第２の回路パスとの間に導電性
接続を形成するように、本発明の基材内の少なくとも１つの孔に適用される、電荷を伝え
ることができる液体又は固形物質を言う。液体不透過性基材に用いられたとき、導電性充
填材は、基材の液体不透過性性質を実質的に保持する。
【００１３】
　「連続的な電気回路」という用語は、基材を通って導通が行われる地点で中断されない
回路を言う。
【００１４】
　ここで用いられる「使い捨て」という用語は、一回の使用の後に、洗浄されること、或
いは他の方法で再生又は再使用されることが意図されない物品を記述するためにここで用
いられる。こうした使い捨て物品の例は、これらに限られるものではないが、パーソナル
ケア物品、健康／医療用物品、家庭／産業用物品、及びスポーツ／建設工事用物品を含む
。
【００１５】
　「流体不透過性」、「液体不透過性」、「流体不浸透性」、「液体不浸透性」という用
語は、通常の使用条件下で、水又は体液などの流体が、流体接触点において層又はラミネ
ートの平面に対してほぼ垂直な方向に層又はラミネートを実質的に通過しないことを意味
する。
【００１６】
　「健康／医療用物品」という用語は、これらに限られるものではないが、温熱又は寒冷
療法を適用するための製品、医療用ガウン（すなわち、保護及び／又は外科用ガウン）、
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外科用ドレープ、キャップ、手袋、マスク、絆創膏、創傷包帯、拭取材、カバー、容器、
フィルタ、使い捨て衣類及びベッドパッド、医療用吸収性衣類、アンダーパッド等を含む
、種々の専門家及び消費者用医療製品を含む。
【００１７】
　「家庭／産業用吸収性物品」という語は、建築材及び包装材、洗浄及び消毒のための製
品、拭取材、カバー、手袋、フィルタ、タオル、使い捨てカッティングシート、トイレッ
トペーパー、ティッシュペーパー、不織布ロール状製品、枕、パッド、クッション、マス
クを含むホーム・コンフォート製品、及び肌の洗浄又は手入れのために用いられる製品の
ようなボディケア製品、実験室コート、カバーオール、ごみ袋、染み抜き剤、局所的組成
物、ペットケア吸収性ライナ、選択汚れ／インク吸収材、洗浄剤造粒器、親油性流体分離
器等を含む。
【００１８】
　「ＭＤ」又は「機械方向」という用語は、布を形成する走行方向に対して平行であり、
全体的に成形面によって形成される平面内にある吸収性ウェブの配向を指す。「ＣＤ」又
は「機械横方向」又は「クロスデッケル」いう用語は、ＭＤに対して垂直であり、全体的
に成形面によって形成される平面内にある方向を言う。ＭＤ及びＣＤの両方とも、一般に
、成形面に対して平行な平面を定める。「ＺＤ」又は「Ｚ方向」という用語は、ＭＤ及び
ＣＤによって形成される平面に対して垂直な配向を指す。
【００１９】
　ここで用いられる「メルトブロー繊維」という用語は、溶融熱可塑性材料を、複数の微
細な、通常は円形のダイ毛細管を通して、溶融スレッド又はフィラメントとして、高速の
通常は加熱されたガス（例えば空気）流内に押し出し、これにより溶融熱可塑性材料のフ
ィラメントを細くしてその直径を減少させることによって形成される繊維を指す。その後
、メルトブロー繊維は、高速ガス流によって運ばれ、収集面上に堆積されて不規則に分配
されたメルトブロー繊維のウェブを形成する。
　ここで用いられる「コフォーム」という用語は、メルトブロー・ポリマー材料を空気中
に形成しながら、同時に、空気中に浮遊させたセルロース繊維をメルトブロー繊維の流れ
の中に吹き込むことによって形成される、メルトブロー繊維とセルロース繊維の混合物を
記述するためのものである。木質繊維を含有するメルトブロー繊維は、小孔のあるベルト
で与えられるような形成表面上に収集される。形成表面は、形成表面上に配置されたスパ
ンボンド布材料のような気体透過性材料を含むことができる。
【００２０】
　ここで用いられる「不織」という用語は、相互に織り込まれているが、識別可能な繰り
返される様式ではない個々の繊維又はフィラメントの構造を有する布ウェブを指す。
【００２１】
　「粒子」、「複数の粒子」、「微粒子」、「複数の微粒子」等の用語は、一般に、材料
が別個のユニットの形態であることを意味する。ユニットは、顆粒、粉体、球体、粉砕さ
れた材料等、及びそれらの組み合わせを含むことができる。粒子は、例えば、立方体、棒
状、多面体、球状又は半球状、円形又は半円形、角状、不規則形状等といったいずれかの
所望の形状を有することができる。ここに含ませるように、針、フレーク、及び繊維のよ
うな大きい最大寸法／最小寸法比を有する形状も考慮される。「粒子」又は「微粒子」と
いう用語はまた、１つより多くの個々の粒子、微粒子等を含む集塊を含むこともできる。
付加的に、粒子、微粒子、又はそれらのいずれかの所望の集塊は、１つより多くの種類の
材料から構成することができる。
【００２２】
　「パーソナルケア物品」という用語は、これらに限られるものではないが、おむつ、お
むつパンツ、乳児用拭取材、トレーニングパンツ、吸収性アンダーパンツ、小児看護用パ
ンツ、水着、他の使い捨て衣類；生理用ナプキン、拭取材、生理用パッド、生理用パンツ
、パンティライナ、パンティシールド、陰唇間装置、タンポン、タンポンアプリケータを
含む婦人用ケア製品；拭取材、胸当てのようなパッド、容器、失禁用製品及び尿シールド
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を含む成人用ケア製品；衣類構成材；胸当て；運動・レクリエーション用製品等を含む。
【００２３】
　「スポーツ／建設工事用物品」という用語は、ヘッドバンド、リストバンド、及び汗の
吸収のための他の補助具、スポーツ用具の握り部及びハンドルのための吸収性巻付け部、
使用中の用具を洗浄し、乾かすためのタオル又は吸収性拭取材を含む。
【００２４】
　ここで用いられる「スパンボンド」又は「スパンボンデッド繊維」という用語は、溶融
熱可塑性材料のフィラメントを、紡糸口金の複数の微細な、通常は円形の毛細管から押し
出し、次いで押し出されたフィラメントの直径を急速に縮小させることにより形成される
繊維のことを指す。
【００２５】
　ここで用いられる「基材」という用語は、１つ又はそれ以上の層を含むことができる。
【００２６】
　これらの用語は、本明細書の残りの部分において付加的な言葉を用いて定義されること
がある。
【００２７】
　例えばパーソナルケア吸収性製品の多くのような使い捨て吸収性物品は、液体透過性の
上面シート、上面シートに接合することができる実質的に液体不透過性の裏面シート、及
び上面シートと裏面シートとの間に配置され保持される吸収性コアの少なくとも１つを含
むことができる。上面シートは、吸収性物品によって保持又は貯蔵されることが意図され
た液体に対して、有効に透過性であり、裏面シートは、意図された液体に対して実質的に
不透過性であるか、又は他の形で有効に不透過性とすることができる。使い捨て物品はま
た、液体吸い上げ層、液体分布層、障壁層等といった他の構成材、及びそれらの組み合わ
せを含むこともできる。使い捨て物品及びその構成材は、身体対向面及び衣類対向面を提
供するように働くことができる。ここで用いられる「身体対向面」とは、通常の使用の間
、着用者の身体に向けて配置されるか、又はこれと隣接して設置されることが意図された
物品又は構成材の表面を意味し、それに対して、「外側表面」又は「外側対向面」はその
反対側にあって、通常の使用の間、着用者の身体と反対向きとなるように配置されること
が意図されている。物品が着用されたときには、そうした外側表面は、着用者の下着の方
を向くか又はこれと隣接するように配置することができる。
【００２８】
　本発明のより良好な理解を得るために、最初に、部分的に締結された状態のトレーニン
グパンツを示す図１と、開かれ折り畳まれていない状態のトレーニングパンツを示す図２
に注意が向けられる。限定されない例として、こうしたトレーニングパンツは、幾つかの
態様において、本開示の発明を用いるときに物品上のどこにでも配置することができる濡
れ警報装置を含むことができる。本発明は、これらに限られるものではないが、本発明の
範囲から逸脱することなく、他のパーソナルケア物品、健康／医療用物品、家庭／産業用
物品、スポーツ・アクセサリ物品等を含む、種々の他の使い捨て物品と共に使用するのに
適していることが理解される。
【００２９】
　図１及び図２を参照すると、トレーニングパンツが、該トレーニングパンツの後部に着
用されたとき、該トレーニングパンツの前部から延びる長手方向４８を定める。
【００３０】
　トレーニングパンツは、前領域２２と、後領域２４と、前領域と後領域の間を長手方向
に延び、これらを相互接続する股領域２６とを定める。パンツはまた、着用者に向けて配
置された使用時に適用される内側表面（例えば、パンツの他の構成部品に対して配置され
た）も規定する。トレーニングパンツは、横方向に対向する一対の側縁部と、長手方向に
対向する一対のウエスト縁部とを有する。
【００３１】
　示されるパンツ２０は、シャーシ３２と、前領域２２において横方向外方に延びる、横
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方向に対向する一対の前側部パネル３４と、後領域２４において横方向外方に延びる、横
方向に対向する一対の後側部パネル１３４とを含むことができる。
【００３２】
　シャーシ３２は、裏面シート４０と、接着剤、超音波接合、熱結合、又は他の通常の技
術等によって重ね合わせた関係で裏面シート４０に接合することができる上面シート４２
とを含む基材を含む。シャーシ３２は、着用者から浸出した流体の身体浸出液を吸収する
ための、裏面シート４０と上面シート４２との間に配置された図２に示されるような吸収
体コア４４と、身体浸出液の横方向の流れを阻止するための、上面シート４２又は吸収体
コア４４に固定された一対の閉じ込めフラップ４６とをさらに含むことができる。物品は
、少なくとも１つの基材の身体側表面に沿って配置された第１の回路パス４２０と、外側
衣類側に沿って配置された、第１の回路パス４２０の部分に近接した少なくとも第２の回
路パス４２２とを有することができる。回路パスは、導電性充填材４２６で充填された孔
４２４によって導電接続される。
【００３３】
　裏面シート４０、上面シート４２、及び吸収体コア４４は、当業者には周知の多くの異
なる材料から作製することができる。３つの層のいずれも、例えば、伸長可能及び／又は
弾性的に伸長可能とすることができる。さらに、製品の全体の特性を制御するために、各
層の特性は変化し得る。
【００３４】
　裏面シート４０は、例えば、通気性のあるものとしてもよく、及び／又は、流体不透過
性のものとしてもよい。裏面シート４０は、単層、多層、ラミネート、スパンボンド布、
フィルム、メルトブローン布、弾性網、微孔性ウェブ、又はボンデッド・カーデッド・ウ
ェブから構成することができる。裏面シート４０は、例えば、単層の流体不透過性材料と
してもよく、又は代替的に、層の少なくとも１つが流体不透過性である多層構造のラミネ
ート構造体としてもよい。
【００３５】
　裏面シート４０は、二軸方向に伸長可能であってもよく、随意的に二軸方向に弾力性が
あってもよい。裏面シート４０として用いることができる弾性不織ラミネート・ウェブは
、１つ又はそれ以上のギャザー寄せ可能な不織ウェブ又はフィルムに接合される不織材料
を含む。ストレッチ結合ラミネート（ＳＢＬ）、ネック結合ラミネート（ＮＢＬ）は、エ
ラストマー複合材の例である。
【００３６】
　適切な不織材料の例は、スパンボンド・メルトブローン布、スパンボンド・メルトブロ
ーン・スパンボンド布、スパンボンド布、或いはこうした布とフィルム、又は他の不織ウ
ェブとのラミネートである。エラストマー材料は、キャスト又はブローン・フィルム、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、又はポリオレフィンコポリマーからなるメルトブローン布
又はスパンボンド布、並びにそれらの組み合わせを含むことができる。エラストマー材料
は、ＰＥＢＡＸエラストマー（米国ペンシルベニア州フィラデルフィア所在の事務所を有
する会社、ＡｔｏＦｉｎａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．，から入手可能）、ＨＹＴＲ
ＥＬエラストマー・ポリエステル（米国カンザス州Ｗｉｃｈｉｔａ所在の会社、Ｉｎｖｉ
ｓｔａから入手可能）、ＫＲＡＴＯＮエラストマー（米国テキサス州ヒューストン所在の
事務所を有する会社、Ｋｒａｔｏｎ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓから入手可能）、又はＬＹＭＣＲ
Ａエラストマーのストランド（Ｉｎｖｉｓｔａから入手可能）等、並びにそれらの組み合
わせを含むことができる。裏面シート４０は、機械的工程、印刷工程、加熱工程、又は化
学処理を通じて得られたエラストマー特性を有する材料を含むことができる。例えば、こ
うした材料は、穿孔され、クレープ加工され、ネック伸長され、熱により活性化され、エ
ンボス加工され、及びマイクロ歪み形成されてもよく、フィルム、ウェブ及びラミネート
の形態であってもよい。
【００３７】
　二軸方向に伸長可能な裏面シート４０に適した材料の一例は、矛盾しない範囲で引用に
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よりここに組み入れられる、Ｍｏｒｍａｎ他への特許文献１に記載されるような、通気性
のある弾性フィルム／不織ラミネートである。二方向の伸長性及び収縮性をもつ材料の例
は、Ｍｏｒｍａｎへの特許文献２、及びＭｏｒｍａｎへの特許文献３に開示されており、
これらの特許の各々は、矛盾しない範囲で引用によりここに組み入れられる。これらの２
つの特許は、少なくとも二方向に伸長することができる複合弾性材料を説明するものであ
る。この材料は、少なくとも１つの弾性シートと、非直線状の構成に配置された少なくと
も３つの位置で弾性シートに接合された少なくとも１つのネック生成された材料又は可逆
的にネック生成された材料とを有するので、ネック生成された又は可逆的にネック生成さ
れたウェブが、これらの位置の少なくとも２つの間でギャザー寄せされる。
【００３８】
　上面シート４２は、適切に順応性があり、柔らかい感触であり、着用者の肌に刺激を与
えないものである。上面シート４２はまた、十分に液体透過性であり、液体の身体浸出物
がその厚さを通って吸収体コア４４に容易に浸透するのを可能にする。適切な上面シート
４２は、多孔性発泡体、網目状発泡体、有孔プラスチック・フィルム、織又は不織ウェブ
、或いは任意のこうした材料の組み合わせといった幅広いウェブ材料の選択肢から製造す
ることができる。例えば、上面シート４２は、メルトブローン・ウェブ、スパンボンド・
ウェブ、或いは、天然繊維、合成繊維又はそれらの組み合わせからなるボンデッド・カー
デッド・ウェブを含むことができる。上面シート４２は、実質的に疎水性材料からなり、
疎水性材料は、所望のレベルの湿潤性及び親水性を付与するために、随意的に界面活性剤
で処理するか又は他の方法で処理することができる。
【００３９】
　幾つかの態様において、上面シート４２もまた、伸長可能及び／又は弾性的に伸長可能
とすることができる。上面シート４２の構成に適したエラストマー材料は、弾性ストラン
ド、ＬＹＣＲＡ弾性体、キャスト又はブローン弾性フィルム、不織弾性ウェブ、メルトブ
ローン又はスパンボンド・エラストマー繊維ウェブ、並びにそれらの組み合わせを含むこ
とができる。適切なエラストマー材料の例には、ＫＲＡＴＯＮエラストマー、ＨＹＴＲＥ
Ｌエラストマー、ＥＳＴＡＮＥエラストマー・ポリウレタン（米国オハイオ州クリーブラ
ンド所在の事務所を有する会社、Ｎｏｖｅｏｎから入手可能）、又はＰＥＢＡＸエラスト
マーを挙げることができる。上面シート４２はまた、矛盾しない範囲で引用によりここに
組み入れられる、Ｒｏｅｓｓｌｅｒ他への特許文献４に記載されるもののような伸長可能
な材料から作製することもできる。上面シート４２は、矛盾しない範囲で引用によりここ
に組み入れられる、Ｖｕｋｏｓ他への特許文献５に記載されるような二軸方向に伸長可能
な材料から作製することもできる。
【００４０】
　幾つかの態様において、本発明の１つ又はそれ以上の領域を、上面シートに類似した機
能を有するように設計することができ、そのことにより、別個の上面シートを排除するこ
とが可能になる。
【００４１】
　物品２０は、吸収体本体構造体をさらに含むことができ、吸収体本体は、吸収体コア４
４成分を含むことができる。吸収体コア４４は、如何なる数の形状を有してもよい。例え
ば、吸収体コア４４は、２次元又は３次元の構成を有することができ、矩形形状、三角形
形状、楕円形状、競技場形状、Ｉ字形状、全体的に砂時計の形状、Ｔ字形状等を有するこ
とができる。吸収体コア４４の股部分２６は、後部２４又は前部２２より狭いことが適切
であることが多い。吸収体コア４４は、例えば、超音波、圧力、穿孔、接着、熱、縫糸又
はストランド、自己接着又は粘着、マジックテープ（登録商標）、又はいずれかのこれら
の組み合わせのような当技術分野において周知の接合手段によって、裏面シート４０及び
／又は上面シート４２などの吸収性物品内に取り付けることができる。
【００４２】
　幾つかの態様において、吸収体コア４４は、相当量の伸長性を有することができる。例
えば、吸収体コア４４は、有効量のエラストマー・ポリマー繊維を含む繊維のマトリクス
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を含むことができる。当技術分野において周知の他の方法は、構造体内に切れ目又はスリ
ット等を有する不織基材を用いて、超吸収性材料を伸長可能フィルムに取り付けることを
含むことができる。
【００４３】
　吸収体コア４４は、当技術分野において周知の方法を用いて形成することができる。特
定の製造方法に制限されるものではないが、吸収体コアは、メルトブローン工程を用いる
ことができ、さらにコフォーム・ライン上で形成することができる。例示的なメルトブロ
ーン工程は、非特許文献１、非特許文献２、Ｂｕｔｉｎ他への特許文献６、及びＧｅｏｇ
ｅｒ他への特許文献７を含む、様々な特許及び刊行物に記載されており、これらの全てが
、矛盾しない範囲で引用によりここに組み入れられる。
【００４４】
　「コフォーム」材料を形成するために、繊維が形成面の上に堆積されたとき、付加的な
成分がメルトブローン繊維と混合される。例えば、メルトブローン繊維に閉じ込められる
及び／又は接合されるように、超吸収性材料及び木材パルプ繊維のようなフラフをメルト
ブローン繊維流に注入することができる。例示的なコフォーム工程は、Ａｎｄｅｒｓｏｎ
他への特許文献８、Ｈｏｔｃｈｋｉｓｓ他への特許文献９、ＭｃＦａｒｌａｎｄ他への特
許文献１０、ＭｃＦａｒｌａｎｄ他への特許文献１１、ＭｃＦａｒｌａｎｄ他への特許文
献１２、Ａｎｄｅｒｓｏｎ他への特許文献１３、及びＭｉｎｔｏ他への特許文献１４に記
載されており、これらの特許の各々は、矛盾しない範囲で引用によりここに組み入れられ
る。豊富な量の超吸収性物質を含有する吸収性エラストマー・メルトブローン・ウェブは
、Ｄ．Ｊ．ＭｃＤｏｗａｌｌへの特許文献１５に記載されており、豊富な量の超吸収体及
び低い超吸収性落ち込み値（ｓｈａｋｅｏｕｔ　ｖａｌｕｅ）を含有する吸収性エラスト
マー・メルトブローン・ウェブは、Ｘ．Ｚｈａｎｇ他への特許文献１６に記載されており
、これらの特許の各々は、矛盾しない範囲で引用によりここに組み入れられる。
【００４５】
　吸収体コア４４はまた、超吸収性材料及び／又はフラフのような吸収性材も含む。さら
に、超吸収性材料は、ポリマー繊維のような繊維のマトリクス内に有効に含ませることが
できる。従って、吸収体コア４４は、繊維のマトリクス内に含まれるある量の超吸収性材
料及び／又はフラフを含むことができる。幾つかの態様においては、改善された利点をも
たらすように、吸収体コア４４内の超吸収性材料の量は、少なくとも約３０重量％、又は
少なくとも約６０重量％、或いは少なくとも約９０％といったコアの少なくとも１つの約
１０重量％、或いはコアの約１０重量％から約９９重量％までの間、或いはコアの約３０
重量％から約９０重量％までの間とすることができる。随意的に、超吸収性材料の量は、
コアの少なくとも約９５重量％とすることができる。他の態様においては、吸収体コア４
４は、約２０重量％以下のフラフ、又は１０重量％以下のフラフといった、約３５重量％
以下のフラフを含むことができる。
【００４６】
　本発明は、超吸収性材料及び／又はフラフと共に用いるように制限されるものではない
ことを理解すべきである。幾つかの態様においては、吸収体コア４４は、付加的に又は代
替的に、界面活性剤、イオン交換樹脂粒子、湿潤剤、軟化剤、香料、天然繊維、合成繊維
、流体改質剤、臭気制御剤、及びこれらの組み合わせのような材料を含むことができる。
代替的に、吸収体コア４４は、発泡体を含むことができる。
【００４７】
　十分に機能するために、吸収体コア４４は、特定の所望の特性を有し、ユーザ間に改善
された性能、並びにより大きな快適性及び信頼性を与えることができる。例えば、吸収体
コア４４は、液体取り込み速度、吸収能力、液体分布のような吸収性特性、又は形状維持
及び審美のようなフィット特性の所望の組み合わせを与えるように選択的に構成され配置
された、対応する構成の吸収能力、密度、坪量及び／又はサイズを有することができる。
同様に、構成材は、湿潤・乾燥強度比、平均流孔径、透過率、及び伸び値を有することが
できる。
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【００４８】
　吸収体コア４４のポリマー繊維は、ある量の界面活性剤を含むことができる。界面活性
剤は、任意の有効な方法で吸収体コアのポリマー繊維と結合させることができる。界面活
性剤を結合させるための種々の技術は、通常のものであり、当業者には周知である。例え
ば、界面活性剤を、メルトブローン繊維構造体を形成するのに用いられるポリマーと化合
させることができる。特定の特徴においては、界面活性剤は、繊維を冷却するときに、繊
維の外側表面に有効に移動又は隔離するように構成することができる。代替的に、繊維が
形成された後、界面活性剤をポリマー繊維に適用するか、又は他の方法でこれと結合させ
ることができる。
【００４９】
　ポリマー繊維は、繊維及び界面活性剤の総重量に基づいて、有効量の界面活性剤を含む
ことができる。幾つかの態様において、ポリマー繊維は、水抽出によって求められる、少
なくとも最小で約０．１重量％の界面活性剤を含むことができる。所望の利点をもたらす
ために、界面活性剤の量は、代替的に少なくとも約０．１５重量％とすることができ、随
意的に少なくとも約０．２重量％とすることができる。他の態様においては、改善された
性能をもたらすために、界面活性剤の量は、一般に、約１重量以下、又は約０．５重量％
以下といった、最大で約２重量％以下とすることができる。
【００５０】
　吸収体コア４４は、随意的に、セルロース繊維のようなフラフを含むことができる。こ
うしたセルロース繊維は、これらに限られるものではないが、亜硫酸及び硫酸（場合によ
っては、クラフトと呼ばれる）パルプのような化学木材パルプ、並びに、砕木パルプ、サ
ーモメカニカルパルプ及びケミサーモメカニカルパルプのような機械パルプを含むことが
できる。より特定的には、パルプ繊維は、綿、他の典型的な木材パルプ、酢酸セルロース
、デボンデッド化学木材パルプ、及びこれらの組み合わせを含むことができる。落葉樹及
び針葉樹の両方に由来するパルプを用いることができる。付加的に、セルロース繊維は、
天然植物繊維、トウワタ、綿繊維、微結晶性セルロース、微細繊維状セルロース、又は木
材パルプ繊維と組み合わせたこれらの材料のいずれかといった、親水性材料を含むことが
できる。適切なセルロース・フラフ繊維は、例えば、ＮＢ４８０（Ｗｅｙｅｒｈａｅｕｓ
ｅｒ　Ｃｏ．から入手可能）；ＮＢ４１６、漂白された南方針葉樹クラフトパルプ（Ｗｅ
ｙｅｒｈａｅｕｓｅｒ　Ｃｏ．から入手可能）、ＣＲ５４、漂白された南方針葉樹クラフ
トパルプ（米国サウスカロライナ州Ｇｒｅｅｎｖｉｌｌｅ所在の事務所を有する会社、Ｂ
ｏｗａｔｅｒ　Ｉｎｃ．から入手可能）、ＳＵＬＰＨＡＴＡＴＥ　ＨＪ、化学的に修飾さ
れた広葉樹パルプ（米国ジョージア州Ｊｅｓｕｐ所在の事務所を有する会社、Ｒａｙｏｎ
ｉｅｒ　Ｉｎｃ．から入手可能）、ＮＦ４０５、化学的に処理された漂白された南方針葉
樹クラフトパルプ（米国ワシントン州Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｗａｙ所在の事務所を有する会社
、Ｗｅｙｅｒｈａｅｕｓｅｒ　Ｃｏ．から入手可能）、及びＣＲ１６５４、混合された漂
白された南方針葉樹及び広葉樹のクラフトパルプ（Ｂｏｗａｔｅｒ　Ｉｎｃ．から入手可
能）を含むことができる。
【００５１】
　上記で参照したように、吸収体コア４４はまた、所望量の超吸収性材料も含む。超吸収
性材料は、典型的に、不飽和カルボン酸又はその誘導体のポリマーである。これらのポリ
マーは、水不溶性にされるが、ポリマーを、ジ－又はポリ－官能基内部架橋剤で架橋する
ことによって水膨潤性にされる。これらの内部架橋ポリマーは、少なくとも部分的に中和
され、ポリマー・バックボーン上に、ポリマーが体液のような水溶性流体を吸収するのを
可能にするペンダント型アニオン性カルボキシル基を含む。
【００５２】
　一般に、超吸収性材料は、周知の重合技術によって、好ましくは、ゲル重合による水溶
液中の重合によって製造される。この重合工程の製品は、水溶性ポリマーゲル（すなわち
、超吸収性ヒドロゲル）であり、これらは、機械的力によってサイズが小さい粒子に低減
され、次に、当技術分野において周知の乾燥手順及び装置を用いて乾燥される。乾燥工程



(15) JP 2010-502253 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

に続いて微粉化が行なわれ、結果として超吸収性材料が所望の粒子サイズになる。
【００５３】
　流体吸収プロファイルを改善するために、超吸収性材料は、吸収能力、吸収速度、取得
時間、ゲル強度、及び／又は透過率の１つ又はそれ以上に関して最適化することができる
。最適化により、吸収性物品に用いられるフラフ繊維の量の低減が可能になり、その結果
、より薄い物品がもたらされる。しかしながら、これらの吸収プロファイル特性の全てを
同時に最大にするのは非常に困難である。
【００５４】
　超吸収性材料の流体吸収プロファイルを最適化する１つの方法は、材料の所定の粒子サ
イズ分布を提供することである。特に、粒子のサイズが小さすぎると、流体を吸収した後
に膨潤し、さらなる流体の吸収を阻止する可能性がある。粒子のサイズが大きすぎると、
表面積が低減し、そのことが吸収速度を減少させる。従って、超吸収性材料の粒子サイズ
分布は、超吸収性材料による流体透過性、吸収、及び保持が最大になるようにすることが
できる。超吸収性材料を凝集して大きすぎる粒子をもたらす、いずれの後の工程も回避す
べきである。特に、超吸収性材料の凝集により、外見上の粒子サイズが増大し、そのこと
が、超吸収性材料の表面積を減少させ、超吸収性材料による水溶性流体の吸収に悪影響を
与える。
【００５５】
　物品２０は、随意的に、吸収体コア４４に隣接して配置することができ、接着剤を用い
るといった当技術分野において周知の方法によって吸収体コア４４又は上面シート４２の
ような物品２０内の種々の構成材に取り付けることができる、サージ管理層（図示せず）
をさらに含むことができる。一般に、サージ管理層は、物品の吸収体構造体の中に急速に
導入され得る液体のサージ又は噴出を迅速に受け入れて拡散させるのを助ける。サージ管
理層は、液体を吸収体コア４４の貯蔵部又は保持部の中に放出する前に、液体を一時的に
保存することができる。適切なサージ管理層の例は、Ｂｉｓｈｏｐ他への特許文献１７、
Ｅｌｌｉｓ他への特許文献１８、及びＤｏｄｇｅ他への特許文献１９に記載されており、
これらの特許の各々は、矛盾しない範囲で引用によりここに組み入れられる。
【００５６】
　上述した使い捨てパーソナルケア物品に加えて、使い捨て物品の別の例は、絆創膏のよ
うな健康／医療用物品とすることができる。本発明の限定されない例として、こうした絆
創膏は、幾つかの態様において、過度の出血が生じた場合にフィードバックを与えるため
に、本開示の発明を含むことができる。絆創膏についての可能な構成を示す、図３Ａ及び
図３Ｂに注意が向けられる。図３Ａは、以下に述べられる随意的な層を有する吸収性絆創
膏の断面図を示す。図３Ｂは、図示されていない随意的な層又は取り外し可能層の一部を
有する絆創膏の斜視図を示す。絆創膏１５０は、身体対向側１５９と、身体対向側の反対
側である第２の側１５８とを有する材料のストリップ１５１を有する。ストリップは、本
質的には裏面シートであり、裏面シートについて上述されたものと同じ材料から準備され
ることが望ましい。さらに、ストリップは、有孔フィルムのような有孔材料、又はガス透
過性フィルムのような他の方法でガス透過性である材料とすることができる。ストリップ
１５１は、該ストリップの身体対向側１５９に取り付けられた吸収体コア１５２を支持す
る。さらに、随意的な吸収性保護層１５３は、吸収体コア１５２に適用することができ、
かつ、ストリップ１５１と同一の広がりをもつことができる。
【００５７】
　絆創膏１５０はまた、ストリップ１５１の身体対向側１５９に塗布された感圧接着剤１
５４を有することもできる。感圧接着剤が使用者の肌に刺激を与えないならば、いずれの
感圧接着剤を用いてもよい。感圧接着剤は、類似した通常の絆創膏に現在用いられている
通常の感圧接着剤とすることが適切である。吸収体コア１５２の領域において、この感圧
接着剤が、吸収体コア１５２又は保護層１５３上に配置されないことが好ましい。吸収性
保護層がストリップ１５１と同一の広がりをもつ場合、接着剤は、吸収体コア１５３が配
置されていない保護層１５３の領域に塗布することができる。ストリップ１５１上に感圧
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接着剤を有することによって、絆創膏を必要とするときに使用者の肌に絆創膏を固定する
ことが可能になる。感圧接着剤及び吸収体を保護するために、絆創膏の身体対向側１５９
上に剥離用ストリップ１５５を配置することができる。剥離用ライナは、物品取り付け用
接着剤に取り外し可能に固定することができ、吸収性物品が例えば肌に固定される前の接
着剤の早期汚染を防止する働きをする。図３Ａに示されるように、剥離用ライナは、単一
の片で（図示せず）又は複数の片で絆創膏の身体対向側に配置することができる。
【００５８】
　本発明の別の態様において、絆創膏の吸収体コアは、折り畳まれたストリップの間に配
置することができる。この方法を用いて絆創膏を形成する場合、ストリップは、適切に流
体透過性である。
【００５９】
　絆創膏はまた、少なくとも１つの基材の身体側表面に沿って配置された第１の回路パス
４３０と、第１の回路パス４３０の部分に近接し、外側の衣類側に沿って配置された少な
くとも第２の回路パス４３２とを有することが望ましい。回路パスは、導電性充填材４３
６で充填された孔４３４によって導電接続される。
【００６０】
　吸収性家具及び／又はベッド用パッド又はライナのような家庭／産業用物品も、本発明
の範囲内に含まれる。本発明の限定されない例として、こうしたパッド又はライナは、幾
つかの態様において、失禁の粗相が生じたときに知らせることができる。図４に示される
ように、家具又はベッド用パッド又はライナ１６０（以下、「パッド」と呼ばれる）が遠
近法で示される。パッド１６０は、家具対向側又は面１６８と、家具対向側又は面１６８
の反対側である上方対向側又は面１６９とをもつ、流体不透過性裏面シート１６１を有す
る。流体不透過性裏面シート１６１は、該流体不透過性裏面シートの上方対向側１６９に
取り付けられた吸収体コア１６２を支持する。さらに、随意的な吸収性保護層１６４を吸
収体コアに適用することができる。吸収体コアの随意的な基材層は、パッドの流体不透過
性層１６１又は吸収性保護層１６３とすることができる。パッドは、少なくとも１つの基
材の身体対向面に沿って配置された第１の回路パス４４０と、該第１の回路パス４４０の
部分に近接し、対向する側に沿って配置された少なくとも第２の回路パス４４２とを有す
ることが望ましい。回路パスは、導電性充填材４４６で充填された孔４４４によって導電
接続される。
【００６１】
　パッドを適所に保持するために、パッドの家具対向側１６８は、感圧接着剤、高摩擦コ
ーティング、又は使用中にパッドを適所に保持するのを助ける他の適切な材料を含むこと
ができる。パッドと接触し得る流体を吸収するために、椅子、ソファー、車の座席等への
配置を含む幅広い用途に、パッドを用いることができる。
【００６２】
　発汗を吸収するため又は用具を拭くための吸収性ヘッドバンドのような、スポーツ／建
設工事用物品も、本発明の範囲内に含まれる。本発明の限定されない例として、ヘッドバ
ンドは、幾つかの態様において、体温と汗を感知し、熱性疲労又は熱射病の発症を予測す
ることができる。図５に示されるように、汗止めバンド１７０が遠近法で図示される。汗
止めバンド１７０は、随意的な上面シート１７４及び／又は随意的な流体不透過性裏面シ
ート１７６の間に配置された吸収体コア１８０を有する。幾つかの態様において、汗止め
バンドは、所望であれば、流体分布層のような付加的な層１７８を有することができる。
物品１７０の随意的なエラストマー性質により、バンドをユーザの頭部又は手首に取り付
けることが可能になり、一方、本発明の性質は、肌との接触を保証するために例外的な寸
法安定性を保持する。低容量領域１７８は、使用者の肌に向けて配置することができ、使
用者に対して快適な感触を維持することができる。ＶＥＬＣＲＯ又は他の締結装置１８２
を用いて、調節又は快適性を助長することができる。汗止めバンドは、少なくとも１つの
基材の身体対向面に沿って配置された第１の回路パス４５０と、外側の衣類側に沿って配
置された第１の回路パス４５０の部分に近接した少なくとも１つの第２の回路パス４５２
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とを有することが好ましい。回路パスは、導電性充填材４５６で充填された孔４５４によ
って導電接続される。
【００６３】
　エラストマー手袋のような使い捨て手袋もまた、本発明の範囲内に含まれる。本発明の
限定されない例として、こうした手袋は、幾つかの態様において、静電気の存在を示すこ
とができる。図６に示されるように、例えば、使用者の手１９２に装着することができる
エラストマー手袋１９０の一実施形態が示される。手袋１９０は、手袋の基本形状を有す
る基材本体１９４を含む。基材本体１９４は、一般に、当技術分野において周知の種々の
天然／合成エラストマー材料のいずれかから形成することができる。例えば、適切なエラ
ストマー材料の幾つかの例は、これらに限られるものではないが、Ｓ－ＥＢ－Ｓ（スチレ
ン・エチレン・ブチレン・スチレン）ブロック共重合体、Ｓ－Ｉ－Ｓ（スチレン・イソプ
レン・スチレン）ブロック共重合体、Ｓ－Ｂ－Ｓ（スチレン・ブタジエン・スチレン）ブ
ロック共重合体、Ｓ－Ｉ（スチレン・イソプレン）ブロック共重合体、Ｓ－Ｂ（スチレン
・ブタジエン）ブロック共重合体、天然ゴムラテックス、ニトリルゴム、イソプレンゴム
、クロロプレンゴム、ポリ塩化ビニル、シリコーンゴム、及びこれらの組み合わせを含む
。基材本体１９４を形成するのに用いることができる他の適切なエラストマー材料は、Ｂ
ｕｄｄｅｎｈａｇｅｎ他への特許文献２０、Ｂｕｄｄｅｎｈａｇｅｎ他への特許文献２１
、Ｐｌａｍｔｈｏｔｔａｍへの特許文献２２、Ｐｌａｍｔｈｏｔｔａｍへの特許文献２３
、及びＷｅｉｋｅｌ他への特許文献２４に記載することができ、これらの特許は、矛盾の
ない範囲で引用によりここに組み入れられる。手袋は、基材の身体側表面に沿って配置さ
れた第１の回路パス４６０と、該第１の回路パス４６０の部分に近接し、外側対向側に沿
って配置された少なくとも第２の回路パス４６２とを有することが好ましい。回路パスは
、導電性充填材４６６で充填された孔４６４によって導電接続される。
【００６４】
　図７乃至図１１を参照すると、電気的障壁層として形成された基材の厚さを通って、有
効な導電性経路を形成するための独特の物品及び方法が、第１の導電性回路パス２２２を
準備し、第２の導電性回路パス２２４を別個に準備することを含むことができる。第１の
所定の孔位置２２６において、第１の回路パスの部分を、第２の導電性回路パスの部分に
近接して配置することができ、第１の孔位置において、第１の回路パスと第２の回路パス
との間に挿置された構成で、第１の電気絶縁性障壁層２２８を有効に設けることができる
。第１の孔位置２２６において、第１の回路パス２２２が第２の回路パス２２４に導電接
合され、この孔は、導電性充填材で充填され、第１の孔位置２２６において、少なくとも
障壁層２２８の厚さ寸法２４２を通って、第１の回路パス２２２と第２の回路パス２２４
との間に第１の導電性充填材パス２３０を提供する。
【００６５】
　本発明の方法は、その種々の態様及び特徴を単独で又は所望の組み合わせで組み込むこ
とによって、電気絶縁障壁基材の両側に配置された導電性回路パス間に、所望の相互接続
用導電性経路を設けることができる。本発明は、介在する電気絶縁材料の障壁層の厚さ寸
法を通って、選択された回路パスを効率的かつ経済的に相互接続することができる。導電
性充填材によって設けられた相互接続用導電性経路は、孔を介して基材の厚さ寸法を貫通
し、これを通って延びることができる。さらに、相互接続用導電性経路の形成は、基材の
所望の特性を有効に保持するように構成することができる。例えば、相互接続用導電性経
路の形成は、基材の所望の液体不透過性障壁特性を有効に保持するように構成することが
できる。結果として、相互接続用導電性経路は、より広範囲の位置に配置することができ
、より大きい汎用性を与える助けになり得る。例えば、導電性経路が、絶縁基材の片側に
配置された回路パスを該基材の反対側に配置された協働するセンサ又は他の外部電気監視
装置に相互接続するとき、導電性経路は、着用者に改善された快適性を与える位置に監視
装置を使い勝手よく協働的に配置するのを可能にする位置を有することができる。
【００６６】
　第１の導電性回路パス２２２は第１の導電性材料を含むことができ、第２の導電性回路
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パス２２４は第２の導電性材料を含むことができる。第１の導電性材料及び第２の導電性
材料は、所望のように異なるものであっても、又は実質的に同じものであってもよい。同
様に、いずれかの付加的な導電性回路パスが対応する導電性材料を含むこともでき、各々
の導電性材料は、他のいずれかの用いられる導電性材料と異なるものであっても、又は実
質的に同じものであってもよい。本方法の種々の配置において、個々の回路パスは、任意
の有効な導電性材料を含むことができる。好適な導電性材料は、例えば、金、銀、銅、ア
ルミニウム、ニッケル、コバルト、炭素ドープ材料、導電性ポリマー等、並びにそれらの
組み合わせを含むことができる。導電性材料は、導体箔、導電性ラミネート、導電トレー
ス、導電性インク等、及びそれらの組み合わせの形態を有することができる。
【００６７】
　個々の回路パスは、電子的なものであっても又は非電子的なものであってもよい付加的
な部品を含み得ることを認識すべきである。電子部品は、レジスタ、コンデンサ、インダ
クタ等のような受動部品、及びそれらの組み合わせを含むことができる。能動部品は、ト
ランジスタ、ダイオード、演算増幅器、集積回路部品、マイクロプロセッサ部品等、及び
それらの組み合わせを含むことができる。
【００６８】
　いずれかの有効な技術を用いることによって、電気絶縁障壁層２２８となるように構成
された第１の基材、及び、任意の他の用いられる電気絶縁層を設けることができる。例え
ば、選択された障壁層は、対応する回路パスに用いられる対応する導電性材料と一体形成
することができる。代替的に、選択された障壁層は、別個に設けられる障壁材料の層とす
ることができ、これは、後で対応する又は関連した回路パス材料にされる。障壁層は、所
望のように、実質的にモノリシックとしてもよく、又はサブコンポーネント、サブレイヤ
、薄層（ｌａｍｉｎａ）、階層（ｓｔｒａｔｕｍ）等を含んでもよい。
【００６９】
　本方法の種々の配置において、電気絶縁障壁層となるように構成された個々の基材は、
任意の有効な電気絶縁材料を含むことができる。好適な電気絶縁材料は、例えば、ガラス
、ガラス繊維、セルロース、セルロース繊維、ゴム、天然又は合成エラストマー、エラス
トマー繊維、プラスチック、ポリマーフィルム等、及びそれらの組み合わせを含むことが
できる。本発明の種々の態様において、上述したもののような使い捨て物品のいずれかの
１又はそれ以上の層を、電気絶縁障壁層として機能するように構成することができる。
【００７０】
　図７及び図７Ａを参照すると、第１の導電性回路パス２２２は、電流に対して実質的に
非導電性である第１の基材に適用することができ、第１の基材は、第１の電気絶縁障壁層
２２８を設けるように構成することができる。特定の構成においては、第１の導電性回路
パス２２２は、第１の基材の第１の主対向面２３２に適用することができ、第２の導電性
回路パス２２４は、第１の基材の反対側の第２の主対向面２３４に適用することができる
。
【００７１】
　図８を参照すると、代替的な配置が、第１の基材の第１の主対向面２３２に適用された
第１の導電性回路パス２２２と、第２の基材に適用された、別個に設けられた第２の導電
性回路パス２２４とを有することができる。所望の特徴においては、個々の基材は、電流
に対して実質的に非導電性となるように構成することができる。従って、第１の基材は、
第１の電気絶縁障壁層２２８を提供するように構成することができ、第２の基材は、第２
の電気絶縁障壁層２３６を提供するように構成することができる。
【００７２】
　付加的に、本発明は、第３の導電性回路パス２３８を提供し、第２の所定の孔位置２４
０において、第２の回路パス２２４の部分を、第３の回路パス２３８の部分に近接して配
置することを含むことができる。第２の孔位置２４０において、第２の回路パス２２４と
第３の回路パス２３８との間に第２の電気絶縁障壁層２３６を挿置することができ、第２
の孔位置２４０において、第２の回路パス２２４を第３の回路パス２３８に機械的に接合
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することができ、導電性充填材が、第２の孔位置２４０の配置において、第２の障壁層２
３６の厚さ寸法２４２（図７Ａ）を通って、第２の回路パス２２４と第３の回路パス２３
８との間に第２の導電性充填材パス２５０を有効に提供するように構成される。
【００７３】
　別の態様においては、図８をさらに参照すると、代表的な構成が、第１の基材（例えば
、障壁層２２８）上に設置され作動的に取り付けられた第１の回路パス２２２と、第２の
基材（例えば、障壁層２３６）上に設置され作動的に取り付けられた第２の回路パス２２
４と、第３の基材（例えば、障壁層２５２）上に設置され作動的に取り付けられた第３の
回路パス２３８とを有することができる。特定の態様においては、第１の回路パス２２２
は、第２の基材２３６の厚さを通って延びる第１の導電性充填材パス２３０に沿って、第
２の回路パス２２４に作動的に接続することができる。付加的に、第２の回路パス２２４
は、第３の基材２５２の厚さを通って延びる、別個に設けられた別の導電性充填材パス２
５０に沿って、第３の回路パス２３８に作動的に接続することができる。結果として、よ
り少ない基材材料層を用いて、より複雑な回路パスのアレイを効率的に生成することがで
きる。低減された基材材料層は、最終製品全体の厚さの低減に役立つことができ、使い捨
て物品の可撓性及び快適性の増大に役立つことができる。
【００７４】
　同様に、本発明のさらなる組み合わせ及びより複雑な構成を提供するように、付加的な
導電性回路パス及び付加的な電気絶縁層を交互に積層し、対応する所定の孔位置において
対応する回路パス間に電気絶縁障壁層を挿置することができる。対応する所定の孔位置に
おいて対応する回路パスの部分を互いに近接して作動的に配置することができ、各孔の中
に、各々が実質的に同じであっても異なっていてもよい導電性充填材を用い、回路パス間
に導電性充填材パスを設けることができる。
【００７５】
　任意の適切な材料によって、個々の基材層又は電気絶縁障壁層を提供することができる
。例えば、基材又は障壁材料は、ポリマーフィルム、織布、不織布、スパンボンド布、メ
ルトブローン布、コフォーム布材料、エラストマーフィルム、エラストマー複合材料、非
導電性コーティング、非導電性ラミネート等、及びそれらの組み合わせを含むことができ
る。
【００７６】
　個々の基材層又は障壁層は、天然及び／又は合成材料を含むことができる。所望の配置
においては、個々の基材層又は障壁層は、合成ポリマー材料を含むことができる。このよ
うなポリマー材料は、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、溶融押し
出し可能ポリマー布等、及びそれらの組み合わせを含むことができる。
【００７７】
　本発明の物品及び方法の１つの特徴は、選択された可撓性値を有するように、個々の基
材層又は電気絶縁障壁層を構成することを含むことができる。可撓性とは、破断すること
なく繰り返し撓む又は屈曲する能力及び曲げやすさに関し柔軟（可撓性が高い）から硬い
（可撓性が低い）までの範囲に及ぶことができる。材料の可撓性及び「風合い」は、布又
は他の材料の触覚特性に関連し得る。このような触覚特性は、例えば、柔らかさ、硬さ、
弾性、粒度、弾力性、及び手で触ることによって知覚される他の特性のパラメータを含む
ことができる。例えば、非特許文献３を参照されたい。
【００７８】
　材料の撓み剛性（即ち、硬度）を測定し、対応する可撓性値を得るために、通常用いら
れる試験は、典型的には、屈曲又は曲げ試験と呼ばれる。一般に、撓み剛性は、曲げに対
する抵抗であり、或いはより具体的には、如何なる張力も存在しないときに単位曲率に曲
げられる単位幅のストリップのいずれかの端部における曲げ偶力である（ＡＳＴＭ　Ｄ１
３８８）。
【００７９】
　選択された基材の可撓性値を求めるために、試験材料が、４点荷重式曲げ試験（非特許
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文献４を参照されたい）によって屈曲される。好適な４点荷重式曲げ試験は、ＫＥＳ純曲
げ試験である。この試験は、ＫＡＷＡＢＡＴＡ、ＫＥＳ－ＦＢ－２型曲げ試験機、又は実
質的に同等の装置を用いて行うことができる。ＫＡＷＡＢＡＴＡ曲げ試験機は、日本国京
都府所在の事業所を有する会社、カトーテック株式会社（ＫＡＴＯ　ＴＥＣＨ　Ｃｏ．，
ＬＴＤ．）から入手可能であり、ＫＡＷＡＢＡＴＡ装置は、ＫＥＳ純曲げ試験を行うため
の詳細な指示を含む。
【００８０】
　ＫＥＳ純曲げ試験は、可撓性材料を測定するために高い感度を有する。ＫＥＳ試験は純
曲げ試験であるので、通常の応力だけが存在し、剪断応力はない。ＫＥＳ純曲げ試験にお
いては、曲げ剛性値は、－２．５ｃｍ-1から２．５ｃｍ-1までの湾曲間の曲げである曲げ
曲線の最初の傾斜から獲得され、一定の湾曲速度は０．５ｃｍ-1／秒で変化する。
【００８１】
　曲げ剛性を用いて可撓性値をもたらすことができ、
ここで、
曲げ剛性＝０．５ｃｍ-1から１．５ｃｍ-1までの湾曲と、
　　　　　－０．５ｃｍ-1から－１．５ｃｍ-1までの湾曲
　　　　　の間の曲げ曲線の平均傾斜
である。
【００８２】
　特定の態様においては、可撓性値（曲げ剛性値）は、少なくとも最小で約０．００１５
グラム重量（ｇｆ）・ｃｍ2／ｃｍとすることができる。他の態様においては、可撓性値
は、最大で約０．０３ｇｆ・ｃｍ2／ｃｍとすることができる。所望の効果をもたらすた
めに、可撓性値は、代替的に最大で約０．０２８ｇｆ・ｃｍ2／ｃｍとすることができ、
随意的に約０．０２５ｇｆ・ｃｍ2／ｃｍまでとすることができる。可撓性値が所望の値
の範囲外にある場合には、その材料は、荒すぎる感触をもつことがある。付加的に、材料
は、関連した回路パス、回路部品、又は回路接続部にかかる過剰な疲労応力及び歪みを許
容することがある。
【００８３】
　選択された軟化点を有する材料によって、個々の基材層又は電気絶縁障壁層を提供する
ことができる。本開示の目的のために、軟化点とは、材料が有効な方法で可塑的に流れる
ことができる温度である。特定の態様においては、個々の基材又は障壁材料の軟化点温度
は、少なくとも最小で約３８℃とすることができる。所望の利点をもたらすために、軟化
点は、代替的に少なくとも約５０℃とすることができ、随意的に少なくとも約６０℃とす
ることができる。他の態様においては、所望の効果をもたらすために、個々の基材又は障
壁材料の軟化点は、約１５０℃又はそれ以上までとすることができる。
【００８４】
　材料の軟化点温度の適切な判断は、ＡＳＴＭ　Ｄ１５２５－０６、Ｓｔａｎｄａｒｄ　
Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｖｉｃａｔ　Ｓｏｆｔｅｎｉｎｇ　Ｔｅｍｐｅｒａｔ
ｕｒｅ　ｏｆ　Ｐｌａｓｔｉｃｓに従って測定することができるビカット軟化温度である
。概説すると、ビカット軟化温度とは、特定の荷重下で、端部が平坦にされた針が試験片
を１ｍｍの深さまで貫入する温度である。この温度は、材料が高温の用途に用いられると
きに予想される軟化点を示す。試験中、試験装置内に試験片が置かれるので、貫入する針
は縁部から少なくとも１ｍｍだけその表面に載っている。１０Ｎ又は５０Ｎの荷重が試験
片にかけられる。次いで、試験片は２３℃の油浴の中に下ろされる。浴は、針が１ｍｍ貫
入するまで、１時間当たり５０℃の割合で加熱される。試験片は、３ｍｍから６．５ｍｍ
までの間の厚さであり、少なくとも１０ｍｍの幅及び長さであり、最小厚さを達成するた
めに、３層しか積層することができない。ビカット軟化試験は、針が１ｍｍ貫入する温度
を求める。軟化点温度を求めるのに適した装置は、ＡＴＬＡＳ　ＨＤＶ２　ＤＴＵＬ／ビ
カット試験機又は同等の装置とすることができる。
【００８５】
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　図７、図７Ａ及び図８を参照すると、本発明の幾つかの態様において、液体状態の関連
した導電性材料から対応する導電性材料を印刷することによって、第１の回路パス２２２
及び／又は第２の回路パス２２４のような個々の導電性回路パスを適用することができる
。例えば、第１の導電性回路パスは、液体状態の第１の導電性材料から第１の導電性材料
を印刷することによって適用することができ、第２の導電性回路パスは、液体状態の第２
の導電性材料から第２の導電性材料を印刷することによって適用することができる。
【００８６】
　幾つかの態様において、個々の導電性材料は、導電性インクを含むことができる。導電
性インクは、導電性材料を含み、様々な印刷工程を用いて、選択された基材の上に印刷す
るように調合することができる。導電性インクは、典型的には、１つ又はそれ以上の樹脂
及び／又は溶剤を含む媒体（ｖｅｈｉｃｌｅ）を含む。例えば、酸化防止剤、平滑化剤、
フロー剤、及び乾燥剤などの当技術分野において周知の様々な他のインク添加物を、導電
性インク内に含ませることができる。導電性インクは、ペースト形態、スラリー形態、又
は分散形態とすることができる。一般に、インクはまた、所望のレオロジーのために当業
者により容易に調節することができる１又はそれ以上の溶剤も含む。インクの調合は、導
電性粒子を、例えば溶剤及び樹脂のような媒体で十分に濡らすように、粉砕機内で混合さ
れることが望ましい。
【００８７】
　導電性材料は、銀、銅、金、パラジウム、白金、炭素等、又はこれらの粒子の組み合わ
せを含むことができる。導電性材料の平均粒子サイズは、約２μｍから約５μｍまでの間
、又は約３μｍといった、約０．５μｍから約２０μｍまでの間の範囲内とすることがで
きる。導電性トレース又は回路パスにおける導電性材料の量は、乾燥重量ベースで、約７
５重量％から約８５重量％までといった、約６０重量％から約９０重量％までの間とする
ことができる。
【００８８】
　導電性粒子は、フレーク及び／又は粉体とすることができる。特定の配置においては、
導電性フレークは、約５から約１５までの間のような、約２から約５０までの間の平均ア
スペクト比を有する。アスペクト比は、粒子の最大線寸法と粒子の最小線寸法の比である
。例えば、楕円体の粒子のアスペクト比は、長軸に沿った寸法を短軸に沿った寸法で割っ
たものである。フレークについては、アスペクト比は、フレークの全長にわたる最長寸法
をその厚さで割ったものである。
【００８９】
　好適な導電性フレークは、実質的に約２μｍから約１８μｍまでの間の粒子サイズ分布
を有するＰ１８５－２フレーク、実質的に約０．５μｍから約５μｍまでの間の粒子サイ
ズ分布を有するＰ２６４－１及びＰ２６４－２フレーク、実質的に約１μｍから約１０μ
ｍまでの間の粒子サイズ分布を有するＰ２０４－２フレーク、実質的に約１μｍから約８
μｍまでの間の粒子サイズを有するＰ２０４－３フレーク、実質的に約２μｍから約９μ
ｍまでの間の粒子サイズ分布を有するＰ２０４－４フレーク、実質的に約１μｍから約９
μｍまでの間の粒子サイズ分布を有するＥＡ－２３８８フレーク、実質的に約０．５μｍ
から約２２μｍまでの間の粒子サイズ分布を有し、約２．８μｍの平均値を有するＳＡ－
０２０１フレーク、実質的に約１μｍから約６μｍまでの間の粒子サイズ分布を有するＲ
Ａ－０００１フレーク、実質的に約２μｍから約１７μｍまでの間の粒子サイズ分布を有
するＲＡ－００１５フレーク、及び実質的に約２μｍから約６２μｍまでの間の粒子サイ
ズ分布を有し、約１２μｍの平均値を有するＲＡ－００７６フレークの商品名のもとで、
ＭＥＴＡＬＯＲ社(米国マサチューセッツ州、Ａｔｔｌｅｂｏｒｏ所在の事務所を有する
会社)により販売されているものを含むことができる。
【００９０】
　好適な銀粉末は、実質的に約０．４μｍから約４μｍまでの間の粒子サイズ分布を有し
、約１．２μｍの平均値を有するＣ－００８３Ｐ粉体、実質的に約０．４μｍから約６．
５μｍまでの間の粒子サイズ分布を有し、約１．７μｍの平均値を有するＫ－００８２Ｐ
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粉体、及び実質的に約１μｍから約４μｍまでの間の粒子サイズ分布を有するＫ－１３２
１Ｐ粉体の商品名のもとで、ＭＥＴＡＬＯＲ社によって販売されているものを含むことが
できる。
【００９１】
　導電性インクは、樹脂を含むことができる。好適な樹脂は、例えば、ポリマー、ポリマ
ー配合物、脂肪酸等、及びそれらの組み合わせを含むことができる。特定の配置において
は、アルキド樹脂を用いることもできる。このような樹脂の例は、Ｌａｗｔｅｒ　Ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ社（米国ウィスコンシン州Ｋｅｎｏｓｈａ所在の事業所を有する会
社）からの、ＬＶ－２１９０、ＬＶ－２１８３、及びＸＶ－１５７８アルキド樹脂を含む
。Ｋｅｒｌｅｙ　Ｉｎｋ社（米国イリノイ州Ｂｒｏａｄｖｉｅｗ所在の事業所を有する会
社）から入手可能な、Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｇｌｏｓｓ　Ｍｅｔａｌｌｉｃ　Ａｍｂｅｒ樹脂
、Ｚ－ｋｙｄ樹脂、及びアルカリ精製アマニ油樹脂もまた好適である。Ｒｏｎ　Ｉｎｋ　
Ｃｏｍｐａｎｙ社（米国ニューヨーク州Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ所在の事業所を有する会社）
から入手可能なもののような大豆樹脂も好適である。
【００９２】
　導電性インクの調合に用いられる溶剤は、当技術分野において周知であり、当業者であ
れば、特定の印刷用途に用いるための多数の適切な溶剤を容易に識別することができる。
溶剤は、一般に、湿量ベースで約３重量％から約４０重量％までのインクを含むことがで
きる。この量は、これらに限られるものではないが、任意の所定の印刷方法についての樹
脂の粘度、溶剤の溶媒和特性、並びに導電性粒子サイズ、分布、及び表面形態を含む様々
な要因に応じて変化し得る。一般に、所望のインク・レオロジーが達成されるまで、溶剤
をインク混合物に添加することができる。所望のレオロジーは、用いられる印刷方法に応
じたものとすることができ、熟練した印刷業者及びインク製造業者により周知である。
【００９３】
　導電性インク内の溶剤は、炭化水素溶剤のような無極性溶媒、水、イソプロピルアルコ
ールのようなアルコール、及びそれらの組み合わせを含むことができる。特定の配置では
、脂肪族炭化水素溶剤を用いることができる。好適な溶剤の例は、Ｅｘｘｏｎ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ社（米国テキサス州ヒューストン所在の事業所を有する会社）からのＩＳ
ＯＰＡＲ　Ｈ脂肪族炭化水素溶剤、Ｅｘｘｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社からのＥＸＸ
－ＰＲＩＮＴ　Ｍ７１ａ及びＥＸＸ－ＰＲＩＮＴ　２７４ａの脂肪族及び芳香族炭化水素
溶剤、並びに、Ｌａｗｔｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ社（米国ウィスコンシン州Ｋ
ｅｓｈｏｓｈａ）からのＭＣＧＥＥ　ＳＯＬ　５２、ＭＣＧＥＥ　ＳＯＬ　４７、及びＭ
ＣＧＥＥ　ＳＯＬ　４７０の脂肪族及び芳香族炭化水素溶剤を含む。
【００９４】
　種々の印刷技術を用いて、個々の導電性回路パス又はトレースを生成することができる
。印刷技術は通常のものであり、市販されている。例えば、これらに限られるものではな
いが、オフセット・リソグラフィ印刷（湿式、無水、及び乾式）、フレキソ印刷、グラビ
ア印刷（直接方式又はオフセット方式）、凹版印刷、インクジェット印刷、電子写真式印
刷（例えば、レーザジェット及び写真複写）、及び活版印刷を含む、紙又は他の基材上に
インクを印刷するための当技術分野において周知の印刷技術を用いて、選択された基材に
導電性インクを適用することができる。これらの印刷方法は望ましいものである、その理
由は、回路基板上にトレースを形成する従来の方法は、複数の段階を含み（例えば、フォ
トレジスト、硬化、及びエッチング）、時間を要し、環境に優しくなく、比較的費用がか
かるためである。本発明の基材上に印刷するために、市販の印刷機が用いられることが好
ましい。市販の印刷機は、印刷後にインクを乾燥させるための付加的な乾燥能力を必要と
し、又はポリマーフィルムを処理するために（例えば、静電荷を処理するために）変更を
必要とすることがある。これらの種類の変更は、当技術分野において周知であり、通常、
市販の印刷機を購入する際に注文することができる。印刷技術に応じて、毎分約１５０フ
ィート（毎分４５．７メートル）から毎分約３００フィート（毎分９１．４メートル）ま
での範囲の印刷速度を容易に達成することができる。例えば、毎分約１０００フィート（
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毎分３０４．８メートル）又はそれ以上といった、さらに速い印刷速度を達成できること
も考えられる。
【００９５】
　導電性インクの印刷パターンをグラフィックス及び他の製品部品と見当合わせすること
ができる。温度、電荷、磁気又は他の手段を用いて、導電性インクの印刷配置を制御する
ことができる。適切な印刷範囲を保証するために、フィルムを通る孔の貫入が生じる領域
内に、ランディングゾーン（ｌａｎｄｉｎｇ　ｚｏｎｅ）と呼ばれるより広い印刷領域を
印刷することができる。
【００９６】
　導電性インクは、乾燥した導電性トレース又は回路パスが、用いられる印刷工程に応じ
て約１μｍから約８μｍまでの範囲内の厚さ寸法を有するような量で堆積できることが望
ましい。例えば、十分な導電率を達成するためには、通常、約２μｍから約３μｍまでの
インクフィルム厚をもたらす一回の印刷操作で十分である。随意的に、選択された基板上
に、導電性インクを２回又はそれ以上の回数印刷し、選択された基材により多くの導電性
インクを与えることができる。特定の態様においては、導電性インクは、何度も印刷する
ときに起こり得る見当合わせの問題を避けるために一回だけ印刷される。
【００９７】
　随意的に、導電性インクを選択された乾燥温度で乾燥させて、所望の導電性トレース又
は回路パスの形成を助けることができる。特定の態様において、トレースをその関連した
協働する基材内に埋め込むステップの前に、乾燥を行なうことができる。乾燥温度は、基
材又は障壁層材料に対する過剰な損傷を回避するように選択されることが望ましい。閉じ
込められた溶剤を含有する泡を最小にし、及び／又は急速な溶剤蒸発による、導電性回路
パスにおいて形成されるピンホール又はクレーターを最小にするために、導電性インクを
選択された乾燥温度で乾燥し、溶剤又はキャリアの一部又は全てを取り除くことができる
。導電性インクは、対流式オーブンなどの炉を用いて、或いは、赤外線乾燥及び高周波乾
燥、又は紫外線（ＵＶ）放射を用いて乾燥することができる。特定の態様においては、加
熱装置は、印刷された基材の通過を可能にするように設計することができ、その結果、導
電性インクの連続的な乾燥が可能になり、大量生産を容易にすることができる。用いられ
る乾燥温度は、用いられるインク、選択された基材の軟化温度、及び乾燥時間又はベルト
速度によって決まる。典型的な乾燥温度は、約１２５°Ｆから約１５０°Ｆまで（約５２
℃～６６℃）の範囲内とすることができる。ＵＶが用いられるとき、乾燥温度は室温とす
ることができる。
【００９８】
　乾燥ステップの後、随意的な埋め込みステップの前に、回路要素を冷却することが可能
になる。代替的に、トレースが乾燥温度まで加熱されたとき、埋め込みステップと共に乾
燥ステップを連続的に達成することができる。
【００９９】
　望ましくは電気絶縁障壁層となるように少なくとも１つの基材を通って延びる、第１の
所定の孔位置に配置された少なくとも１つの孔を形成することができる。幾つかの態様に
おいて、本発明の基材は、複数の孔を含むことができる。他の態様においては、本発明は
、複数の基材を含むことができ、複数の回路パスをさらに含むことができる。さらに他の
態様においては、本発明は、複数の孔及び／又は複数の回路パスを有する複数の基材を含
むことができる。さらに他の態様においては、本発明は、第１の孔位置において第１の回
路パスと第２の回路パスとの間に挿置された複数の可撓性基材を含むことができる。各々
の回路パスとの導電性接続部を作製できるように、各々の孔が基材の厚さを完全に通って
延びることが望ましい。しかしながら、孔の直径が一定のままである必要はない。
【０１００】
　当業者には周知の手段を用いて、孔を形成することができる。こうした手段は、これら
に限られるものではないが、穿孔、打ち抜き、超音波、局所的伸長、高圧ガス、高圧液体
、電磁粒子励起、高周波等、又はそれらの組み合わせを含むことができる。一般に、孔は
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、導電性充填材料が孔を充填し、回路パス間に導電性パスを形成するように十分に大きく
する必要があるが、所望であれば、液体密封シールを形成するのに十分なだけ小さくする
必要がある。孔の平均直径は、導電性充填材料の組成、基材材料の組成、基材の可撓性、
基材の軟化温度、基材の厚さ、導電性充填材の抵抗、基材を通過する必要がある所望の電
流等を含む多数の要因に基づいて変わり得る。所望の態様においては、所望の効果をもた
らすために、孔の直径は、約１オングストローム（Å）から約０．１ｍｍまでの間のよう
な、約０．１ｍｍ以下である。（１Å＝１×１０-9メートルであることに留意されたい。
）
【０１０１】
　孔は、第１の回路パスと近接した第２の回路パスとの間に十分な接続が達成されるよう
に、電流を十分に伝えることができる導電性充填材で充填されることが望ましい。導電性
充填材内の所望の許容可能な抵抗は、用途に応じて変わる。さらに、幾つかの態様におい
ては、導電性充填材はまた、所望であれば、液体不透過性基材が液体不透過性のままであ
るように、孔に差し込むこともできる。
【０１０２】
　導電性充填材は、通常、導電性材料でできた物質である。適切な導電性材料は、これら
に限られるものではないが、金、銀、銅、パラジウム、白金、アルミニウム、ニッケル、
コバルト、炭素、炭素ドープ材料、導電性ポリマー等、又はそれらの組み合わせを含む。
導電性充填材は、孔に適用されるとき、固形又液体の形態とすることができ、これらに限
られるものではないが、スラリー、分散、ゲル、ペースト等を含むことができる。
【０１０３】
　当技術分野において周知の適切な手段を用いて、導電性充填材を孔に適用することがで
きる。適切な手段は、これらに限られるものではないが、印刷、圧延、押し出し、射出、
噴霧等、又はそれらの組み合わせを含む。幾つかの態様においては、回路パスが孔を通っ
て延び、第１の回路パスが第２の回路パスに導電接続されるならば、印刷された回路パス
のような回路パスの少なくとも１つが、導電性充填材として機能することもできる。
【０１０４】
　図７、図７Ａ及び図８を参照すると、本発明の所望の構成において、個々の孔位置（２
２６、４４０）に配置された回路パスの少なくとも部分における個々の導電性材料は、選
択された厚さ寸法を有することができる。代表的に示すように、例えば、第１の回路パス
２２２の導電性材料は、厚さ２２３を有することができ、第２の回路パス２２４の導電性
材料は、厚さ２２５を有することができる。特定の態様においては、改善された性能をも
たらすために、回路パスにおける導電性材料の組み合わされた厚さは、少なくとも約１０
μｍ又は少なくとも約１２μｍといった、少なくとも最小で約９μｍのものとすることが
できる。他の態様においては、所望の利点をもたらすために、導電性材料の組み合わされ
た厚さは、約５０μｍまで、又はそれより多くとすることができる。
【０１０５】
　幾つかの態様においては、回路パスの少なくとも部分における導電性材料は、回路パス
間に挿置された基材又は障壁層の厚さの選択された百分率である組み合わされた厚さを有
することができる。特定の態様においては、改善された性能をもたらすために、組み合わ
された厚さは、挿置された基材又は障壁層の厚さ少なくとも約２０％、又は挿置された基
材又は障壁層の厚さの少なくとも約５０％といった、挿置された基材又は障壁層の厚さの
少なくとも最小で約５％とすることができる。
【０１０６】
　さらに他の態様においては、個々の回路パス（例えば、回路パス２２２、２２４及び／
又は２３８）には、寸法２４４を有する選択された機械横方向（ＣＤ）を与えることがで
きる。特定の態様においては、ＣＤ幅は、少なくとも約０．０２ｃｍ、又は少なくとも約
０．０３ｃｍといった、少なくとも約０．０１ｃｍとすることができる。他の態様におい
ては、所望の効果をもたらすために、ＣＤ幅は、約０．５ｃｍ未満、又は約０．１ｃｍ未
満といった、約１ｃｍ未満とすることができる。個々の回路のＣＤ幅が所望の値の範囲外
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にある場合、導電性材料のコストは高すぎるものになり得る。その結果、最終製品の製造
コストは、所望の範囲外のものになり得る。個々の回路パスの面積及び幅寸法は、当技術
分野において周知の標準的な顕微鏡技術を用いて求め得ることを容易に認識すべきである
。
【０１０７】
　個々の導電性回路パス（例えば、回路パス２２２及び／又は回路パス２２４）は、特に
対応する孔位置にほぼ近接して、選択された電気抵抗率値を有することができる。所望の
態様においては、抵抗率値は、実質的にゼロΩ／ｍ（オーム／メートル）とすることがで
きる。他の態様においては、改善された効果をもたらすために、電気抵抗率値は、約１Ｋ
Ω／ｍ（キロオーム／メートル）未満、又は約１００Ω／ｍ未満といった、約１ＭΩ／ｍ
（メガオーム／メートル）とすることができる。
【０１０８】
　他の態様においては、個々の導電性回路パスの抵抗率値は、実質的に導電性材料１ミル
当たり０オーム・パー・スクエア（Ω／スクエア毎ミル）とすることができる。（１ミル
＝０．００１インチであることに留意されたい。）さらに他の態様において、抵抗率値は
、１Ω／スクエア毎ミルといった、０．１Ω／スクエア毎ミルほどにも低くすることがで
きる。さらに他の態様において、所望の効果をもたらすために、抵抗率値は、約１６ＫΩ
／スクエア毎ミル未満、又は約８ＫΩ／スクエア毎ミル未満といった、約３３ＫΩ／スク
エア毎ミル未満とすることができる。「オーム・パー・スクエア毎ミル」によって抵抗率
値を求めるための好適な手順は、ＡＳＴＭ　Ｆ１８９６－９８（２００４年再承認）、Ｔ
ｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａ
ｌ　Ｒｅｓｉｓｔｉｖｉｔｙ　ｏｆ　ａ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｍａ
ｔｅｒｉａｌである。
【０１０９】
　本発明の別の態様は、個々の導電性接合パス（例えば、導電性充填材パス２３０及び／
又は２５０）が、選択された電気抵抗率値をもたらすように構成された構成を有すること
ができる。例えば、所望の性能をもたらすために、抵抗率値は、少なくとも約０．１Ω、
又は少なくとも約０．５Ωといった、ゼロオームほどまで低くすることができる。他の態
様においては、所望の性能をもたらすために、抵抗率値は、約１００Ω未満、又は約１０
Ω未満といった、約１ＫΩ未満とすることができる。
【０１１０】
　抵抗率値が大きすぎるか、さもなければ所望の値の範囲外にある場合、過剰な電源消費
及び過剰な設計上の複雑さが生じることがある。付加的に、関連した回路における測定感
度及び測定精度が低下することがある。
【０１１１】
　図９を参照すると、個々の接合パスの抵抗は、次の抵抗測定試験手順を用いることによ
って求めることができる。すなわち、（ａ）作用地点Ａから、導電性充填材パスにすぐ近
接し、相対的に地点Ａに最も近い地点Ａａまでの第１の回路パスの抵抗を測定し、第１の
抵抗値Ｒ１を求める。（ｂ）作用地点Ｂから、導電性充填材パスにすぐ近接し、相対的に
地点Ｂに最も近い地点Ｂｂまでの第２の回路パスの抵抗を測定し、第２の抵抗値Ｒ２を求
める。（ｃ）地点ＡからＡａまで直接走り、導電性充填材パスを直接通り、地点Ｂｂから
Ｂまで直接通る、パスに沿った全体の抵抗を測定し、全体の抵抗値ＲTを求める。
【０１１２】
　次に、ＲB＝ＲT－Ｒ１－Ｒ２であり、ここで、ＲB＝地点Ａと地点Ｂとの間に挿置され
た個々の導電性充填材パスの抵抗である。
【０１１３】
　孔位置は、いずれの有効な構成を有してもよい。例えば、幾つかの態様において、孔位
置内の導電性充填材は、いずれの有効な形状を有してもよい。そこを通る導電性充填材の
形状は、不規則なものであっても、又は実質的に規則的なものであってもよい。
【０１１４】
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　幾つかの態様において、導電性充填材で充填された孔は、実質的に液体不透過性となる
ように構成することができる。より特定的には、導電性充填材で充填された孔は、導電性
充填材領域にわたって、約１ｍｍの距離だけ孔の周辺部を超えて延びる領域において実質
的に液体不透過性とすることができる。幾つかの態様において、有効に液体不透過性の導
電性充填材は、かなりのレベルの漏れを許容することなく、少なくとも４５ｃｍの水頭柱
（ｈｙｄｒｏｈｅａｄ）を支持することができる調合及び構成を有することができる。液
体透過性に対する材料の抵抗を求めるのに適した技術は、１９６８年１２月３１日付の連
邦試験法規格（Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）ＦＴＭＳ
　１９１　Ｍｅｔｈｏｄ　５５１４、又は実質的に同等の手順である。
【０１１５】
　図１０及び図１１を参照すると、本方法の幾つかの態様が、選択されたセンサ・データ
を提供できるセンサ機構２４６に作動的に接続された少なくとも１つの導電性回路パス（
例えば、回路パス２２２）を含むことができる。更に他の態様においては、少なくとも別
の導電性回路パス（例えば、回路パス２２４）を、センサ・データを作動的に受信し、選
択された信号データを提供できる電子プロセッサ機構２４８に作動的に接続することがで
きる。
【０１１６】
　任意の適切な検出用、感知用、又は尋問用装置若しくはシステムを作動的に用いて、本
方法を組み込んだセンサ機構２４６を設けることができる。好適なセンサ機構は、例えば
、湿り度センサ、運動センサ、温度センサ、湿度センサ、圧力センサ、位置センサ、近接
センサ、光センサ、臭気センサ等、及びそれらの組み合わせを含むことができる。
【０１１７】
　本方法を用いて生成されるセンサ・データ内に、任意の適切な情報又はデータを作動的
に含ませ得ることが理解される。好適なセンサ・データは、例えば、抵抗、電圧、静電容
量、インダクタンス、湿り度、運動、温度、湿度、圧力、位置、近接性、光、臭気等、及
びそれらの組み合わせに関するデータを含むことができる。電子プロセッサ機構２４８と
共に、任意の適切な分析用、計算用、又は評価用装置若しくはシステムを作動的に含ませ
ることができる。好適な電子プロセッサ機構は、例えば、マイクロコントローラ、マイク
ロプロセッサ、アナログ・デジタル変換器、ＦＰＧＡ（フィールド・プログラマブル・ゲ
ート・アレイ、Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、ＥＥ
ＰＲＯＭ（電気的消去書込み可能な読出し専用メモリ、Ｅｌｅｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａ
ｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、電子記
憶装置等、及びそれらの組み合わせを含むことができる。電子プロセッサは、デジタル又
はアナログ・データを収集し、処理し、格納し、分析し、変換し、フィードバックの提供
することなど等、及びそれらの組み合わせを実行することができる。
【０１１８】
　生成される信号データ内に、任意の適切な情報又はデータを作動的に含ませ得ることが
理解される。好適な信号データは、例えば、光、音、触覚、臭気、生体電気インパルス、
バイオメトリック・データ、運動、振動、無線通信等に関するデータ、及びそれらの組み
合わせを含むことができる。幾つかの態様において、電子プロセッサ機構２４８は、信号
データを別の比較的遠隔の位置に転送するように構成することができる。代表的に図示し
たように、例えば、本発明は、無線通信リンクを用いて信号データを遠隔受信装置２５６
に伝送するように構成することができる。
【０１１９】
　図１０及び図１１は、本発明を組み込むように構成することができる、代表的に図示し
たパーソナルケア物品のような好適な物品の一例を示す。代表的に図示したように、物品
２６０は、例えば、幼児用おむつ又は育児用トレーニングパンツを提供するように構成す
ることができる。物品は、外側カバー層２６２と、外側カバーの身体側表面に沿って配置
された第１の回路パスと、外側カバーの外向き衣類側表面に沿って配置された少なくとも
第２の回路パスとを有することができる。代表的に図示したように、第１の補助回路パス
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２２２ａを外側カバーの身体側表面に沿って配置し、第２の補助回路パス２２４ａを外側
カバーの外向き衣類側表面に沿って配置することができる。
【０１２０】
　幾つかの態様においては、第１の回路パス２２２及び２２２ａを、選択されたセンサ機
構に作動的に接続することができる。この特定の態様において、センサ機構は、湿り度セ
ンサとすることができる。センサ機構は、例えば、無線、音声、視覚、及び／又は監視さ
れるイベントの触覚による表示に関する１つ又はそれ以上の機能又は操作を与えるように
構成することができる。付加的に、センサ機構は、例えば、ユーザが所望するように、イ
ベントの数、イベント間の時間の長さ、及び選択されたイベントに関するいずれかの他の
統計値に関する機能又は操作の１つ又はそれ以上を与えるように構成することができる。
代表的に図示したように、センサ機構は、物品２６０内にあり、かつ、選択された閾値レ
ベルを超えて存在する水性液の存在を検出するように構成される内蔵センサとすることが
できる。
【０１２１】
　付加的に、第２の回路パス２２４及び２２４ａは、選択された電子プロセッサ機構に作
動的に接続することができる。代表的に図示した配置においては、例えば、電子プロセッ
サ機構は、マイクロコントローラとすることができる。電子プロセッサ機構は、例えば、
データの変換（アナログからデジタル、又はデジタルからアナログ）、データの格納、所
定の応答のトリガ、ユーザによる割り込みの許容、信号調節の提供、アルゴリズムの計算
及び処理等、及びそれらの組み合わせを行うように構成することができる。
【０１２２】
　代表的に図示したように、第１の所定の孔位置（２２６及び／又は２２６ａ）において
、第１の回路パス（２２２及び／又は２２２ａ）の少なくとも選択された部分が、第２の
回路パス（２２４及び／又は２２４ａ）の少なくとも有効な部分に近接して配置される。
裏面シート２６２は、第１の回路パスと第２の回路パスとの間に挿置された位置を有し、
かつ、第１の孔位置２２６及び／又は２２６ａにおいて第１の回路パスと第２の回路パス
との間に挿置された電気絶縁障壁層をもたらす材料で構成される。第１の回路パス２２２
及び／又は２２２ａは、第２の回路パス２２４及び／又は２２４ａに、外側カバー２６２
の厚さ寸法を通って作動的に接続するように構成され、導電性充填材が、第１の孔位置２
２６及び／又は２２６ａの内部に配置される。導電性充填材は、第１の孔位置２２６及び
／又は２２６ａにおいて指定された第１の回路パスと指定された第２の回路パスとの間に
導電性相互接続パス２３０を与えるように構成される。代表的に図示したように、別個に
設けられた外部電子プロセッサ機構２４８は、第２の回路パス２２４及び／又は２２４ａ
に作動的に接続することができる。所望の配置において、電子プロセッサ機構２４８は、
外側カバー２６２の外側表面上の第２の回路パス２２４及び／又は２２４ａに、取り外し
可能に取り付けるか又は他の方法で取り外し可能に接続することができる。従って、導電
性接続を用いて、内部に配置されたセンサ機構を、別個に設けられた外部電子プロセッサ
機構に、有効な導電性接続により作動的に接続することができる。
【０１２３】
　物品２６０はまた、上面シート又は身体側ライナ層２６４と、外側カバー層２６２と上
面シート層２６４との間に配置された吸収性コア２６６とを含むことができる。付加的に
、物品２６０は、当技術分野において周知の通常の配置において、所望のように、ファス
ナ、弾性部材、転写層、分散層等の他の部品を含むことができる。
【実施例】
【０１２４】
　以下の実施例は、本発明を例証するために与えられるものであり、特許請求の範囲の範
囲を制限するものではない。
【０１２５】
実施例１
　可撓性基材の片側へのインクジェット印刷によって、約１０ｃｍの長さと、約１０ｍｍ
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の幅と、約０．１μｍから約０．４μｍまでの範囲の厚さとを有する、第１の銅ベースの
回路パスが印刷された。現在のＨＵＧＧＩＥＳ　ＰＵＬＬ－ＵＰＳ　ＳＴＥＰ　３トレー
ニングパンツのための裏面シートとして働く基材が、約０．００１７ミル（１９μｍ）の
厚さと、ＫＥＳ純曲げ試験（上述の）によって測定された約０．００１７ｇｆ／ｃｍ2か
ら０．００２１ｇｆ／ｃｍ2までの範囲の可撓性とを有していた。飾りピンを用いて、第
１の回路パスの長さの真ん中の位置（各端部から約５ｃｍ）において、直径約０．１ｍｍ
の孔が、基材内に形成された。次に、ＰＥＲＭＡＴＥＸ　Ｑｕｉｃｋ　Ｇｒｉｄ　Ｒｅａ
ｒ　Ｗｉｎｇｏｗ　Ｄｅｆｏｇｇｅｒ　Ｒｅｐａｉｒ　Ｋｉｔに同梱されているブラシを
用いて、約１０ｃｍの長さと、約６ｍｍの幅と、約５μｍから約５０μｍまでの範囲の厚
さとを有する、ＰＥＲＭＡＴＥＸ　Ｑｕｉｃｋ　Ｇｒｉｄ　Ｒｅａｒ　Ｗｉｎｄｏｗ　Ｄ
ｅｆｏｇｇｅｒ　Ｒｅｐａｉｒ　Ｋｉｔ（米国コネチカット州、Ｈａｒｔｆｏｒｄに所在
の会社、Ｐｅｒｍａｔｅｘ　Ｉｎｃ．，から入手可能）の第２の回路パスが、基材の反対
側に適用された。第２の回路パスは、孔が、第２の回路パスの長さの真ん中にあり、第２
の回路パスが第１の回路パスの部分に近接するように配置されていた。各々の回路パスは
、孔位置において他方と交差した。ある量のＰＥＲＭＡＴＥＸが孔の中に、これを通って
押し込まれたので、ＰＥＲＭＡＴＲＥＸは、孔を完全に充填して第１の回路パスと接触し
、孔のための導電性充填材として機能し、これにより、第１の回路パスと第２の回路パス
との間に連続的な電気回路が提供される。次に、ＰＥＲＭＡＴＥＸは、固形になるまで空
気乾燥することができた。
【０１２６】
　ＦＬＵＫＥ社の＃１８９型Ｔｒｕｅ　ＲＭＳ　Ｍｕｌｔｉｍｅｔｅｒを用いて、抵抗測
定により、第１の回路パス、第２の回路パス、相互接続回路全体、及び導電性充填材パス
が決定された。第１の回路パスは５オームから１０オームまでの範囲の抵抗を示し、第２
の回路パスは５オームから１０オームまでの範囲の抵抗を示し、相互接続回路全体は１５
オームから３０オームまでの範囲の抵抗を示し、導電性充填材パスは５オームから１０オ
ームまでの間となるように決定された。この例は、とりわけ、連続的な回路が実際に確立
されたこと、及び、構成部品の抵抗が一貫していたことを実証する。
【０１２７】
実施例２
　実施例１に従って作製された回路は、約７０ｍｍの幅及び約２００ｍｍの高さの円形の
上部開口部を有する標準的な研究室のビーカーの上に覆われ、その結果、基材は、領域の
下部に導電性充填材を含有する孔を有する領域を形成し、ビーカー上に集中された。基材
の領域は、水で充填され、１０分間置くことができた。次に、水がフィルムの上部から排
水され、フィルムがビーカーから除去された。フィルムの下のビーカーは、カサカサに乾
いていることが見出された。この例は、本発明が基材の流体不透過性特性を保持すること
を実証する。
【０１２８】
　例証のために与えられた上記の実施例の詳細は、本発明の範囲を制限するものと考えら
れるべきではないことが理解されるであろう。本発明の幾つかの例示的な実施形態だけが
上記に詳細に説明されたが、当業者であれば、本発明の新規な教示及び利点から著しく逸
脱することなく、実施例において多くの変更が可能であることを容易に認識するであろう
。例えば、一例に関して述べられた特徴を本発明の他の例に組み込むことができる。
【０１２９】
　従って、こうした変更の全てが、以下の特許請求の範囲及びその全ての均等物において
規定される本発明の範囲内に含まれることが意図される。さらに、幾つかの実施形態、特
に好ましい実施形態の利点の全てを達成するものではない、多くの実施形態を思い付くこ
とができるが、特定の利点がないとき、必ずしもこうした実施形態が本発明の範囲外にあ
ることを意味するとは解釈されない。本発明の範囲から逸脱することなく、上記の構成に
おいて種々の変更をなし得るので、上記の説明に含まれる全ての事項は、限定の意味では
なく、例証として解釈されることが意図される。
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【符号の説明】
【０１３０】
４０、１６１、１７６：裏面シート
４２：上面シート
４４、１５２、１８０：吸収体コア
１５０：絆創膏
１５１、１５５：ストリップ
１５３、１６３：保護層
１５４：感圧接着剤
１６０：パッド又はライナ
１７０：汗止めバンド
１９０：手袋
２２２、４２０、４３０、４４０、４５０、４６０：第１の回路パス
２２４、４２２、４３２、４４２、４５２、４６２：第２の回路パス
２２６、２４０：孔位置
２２８、２３６：電気絶縁障壁層
２３０、２５０：導電性充填材パス
２３８：第３の回路パス
４２６、４３６、４４６、４５６：導電性充填材
４３４、４４４、４５４、４６４：孔

【図１】 【図２】



(30) JP 2010-502253 A 2010.1.28

【図３Ａ】
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【国際調査報告】
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